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OZET

Tugba Kaya , Dis hekimliginde kullanilan multimod, etch and rinse ve self etch
adezivlerin siit ve daimi dislerin smf I restorasyonlarinda Mikrosizinti
acisindan karsilastirilmasi, Baskent Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisii

Pedodonti Doktora Programi, Doktora Tezi, 2014.

Bu c¢alisma, ¢ekilmis siit ve daimi dislerin simmif I kavitelerinde bes farkli adeziv
sistemin farkli metotlarla (self etch, selektif etch, etch and rinse) uygulanmasi
sonucunda dislerde goriilen mikrosizinti miktarinin 6l¢iilmesi, siit ve daimi dislerde
mikrosizint1 acisindan bir farklilik goriiliip goriilmediginin anlagilmast amaciyla
planlanmistir. Cesitli nedenlerle ¢ekilmis 110 adet siit disi ve 110 adet daimi dis
rastgele olarak 11’er gruba ayrilmistir. Calismada kullanilan adeziv materyaller (All
Bond Universal (Bisco Inc., Schaumburg, ABD), Single Bond Universal (3M ESPE,
St. Paul. MN, ABD), Clearfil SE Bond (Kuraray Medical Inc., Tokyo, Japonya), Tri-
S Plus Bond (Kuraray Medical Inc., Tokyo, Japonya) ve Single Bond 2 (3M ESPE,
St. Paul. MN, ABD)’dir. Tiim gruplar Filtek Z250 (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD)
A2 kompozit ile restore edilmistir. Restorasyon sonrasi diglere 5-55+20C*‘de 1000
kez termal siklus uygulanmis ve sonrasinda disler mikrosizinti testine tabii
tutulmustur. Boya penetrasyon sonrasinda olusan mikrosizinti degerleri, her dis
orneginden alinan 4‘er kesit iizerinde dijital imaj analizi yontemiyle kantitatif olarak
tespit edilmistir. Verilerin istatistiksel analizinde Kruskal Wallis Varyans Analizi,
Mann Whitney U Testi ve Ki-Kare Testi kullanilmistir (p=0.05). Sonuglar
incelendiginde, Clearfil SE Bond ve Single Bond Universal hem siit hem daimi
dislerde self etch metodu ile uygulandiginda en az mikrosizint1 degerini gostermistir
(p<0.05). Selektif etch metodunda ise daimi dislerde All Bond Universal ve Clearfil
SE Bond, Tri-S Plus Bond ve Single Bond Universal’a gore daha az mikrosizinti
degerleri gostermistir (p<0.05). Siit dislerinde ise Single Bond Universal diger
materyallere gore en fazla mikrosizintiy1 degerlerine yol agarken (p<0.05), diger
materyaller arasinda mikrosizinti miktar1 ag¢isindan anlaml bir fark bulunamamstir

(p>0,05). Kullanilan adezivlerin selektif etch olarak uygulanmasi ile Single Bond 2
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materyali karsilastirildiginda daimi dislerde Clearfil SE Bond en az mikrosizinti
degerine sahipken(p<0.05) diger materyaller arasinda anlamhi bir fark
goriilmemistir(p>0,05). Siit dislerinde ise All bond universal, Single Bond Universal,
Clearfil SE Bond, Tri-S Plus Bond materyallerinin selektif etch olarak uygulanmasi
ile Single Bond 2 materyali arasinda mikrosizinti agisindan anlamli bir fark
goriilmemistir(p>0,05). Siit ve daimi dislerde gorillen sizinti  miktarlar
karsilagtirildiginda All Bond Universal, Single Bond Universal ve Tri-S Plus Bond
materyalleri self etch metoduyla uygulandiginda daimi dislerde siit dislerine gore
daha fazla mikrosizinti gorilmistiir(p<0.05), selektif etch ve etch and rinse
metotlarinda ve Single Bond 2 materyalinde ise siit ve daimi dis arasinda anlamli bir
fark bulunamamistir(p>0,05). Clearfil SE Bond materyalinin self etch metoduyla
uygulanmasinda siit ve daimi disler arasinda bir fark goriilmezken(p>0,05), selektif
etch metodunda siit disleri, daimi dislere gore daha fazla mikrosizinti

gostermistir(p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Adezyon, multimod adeziv sistemler, etch and rinse adezivler,
self etch adezivler, selektif etch
Bu tez calismasi Baskent Universitesi Tip ve Saghk Bilimleri Arastirma Kurulu

tarafindan onaylanmistir (Proje no: D-DA13 03)
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ABSTRACT

Kaya, Tugba. Assesment of microleakage rates in class I cavity preperation for
multimod, etch and rinse and self etch adhesives in primary and permanent
teeth. Baskent University, Institute of Health Sciences, PhD Thesis in
Pedodontics, 2014.

The aim of this study is to evaluate the amount of microleakage for five different
adhesive systems applied with different methods (self etch, selective etch, etch and
rinse) in class | cavity restorations of extracted primary and permanent teeth and to
asses if there is any difference between primary and permanent teeth with regard to
microleakage rate. 110 primary 110 permanent teeth were randomly divided into 11
groups. The adhesives used in this study were All Bond Universal (Bisco Inc.,
Schaumburg, USA), Single Bond Universal (3M ESPE, St. Paul. MN, USA), Clearfil
SE Bond (Kuraray Medical Inc., Tokyo, Japan), Tri-S Plus Bond and Single Bond2
(3M ESPE, St. Paul. MN, USA). All of the groups were restored with Filtek Z250
(3M ESPE, St. Paul. MN, USA) A2 composite resin. All teeth were subjected to
thermalcycling (5-55+20C, 1000X) followed by dye penetration test. Quantitative
values of microleakage rates were calculated using digital image analysis method on
four sections from each tooth. Data were analysed by Kruskal Wallis Variance
Analysis, Mann Whitney U Test and Chi Squared Test (p=0.05). According to the
results, when applied with self etch method, Clearfil SE Bond and Single Bond
Universal showed the lowest microleakage scores in both primary and permanent
teeth(p<0.05). In selective etch groups, All Bond Universal and Clearfil SE Bond
showed less microleakage scores than Tri-S Plus Bond and Single Bond Universal in
permanent teeh (p<0.05). Application of Single Bond Universal with selective etch
method resulted in the highest microleakage scores in primary teeth (p<0.05) where
other materials showed no statistically significant difference(p>0.05). When all the
adhesives applied with selective etch method were compared with Single Bond 2,
which is an etch and rinse adhesive, Clearfil SE Bond yielded in the lowest
microleakage scores in permanent teeth (p<0.05) and other materials showed no
statistically significant difference (p>0,05). Selective etch methods of All bond
universal, Single Bond Universal, Clearfil SE Bond, Tri-S Plus Bond showed no
significant difference with Single Bond 2 in primary teeth (p>0,05). When
microleakage rates of primary and permanent teeth were compared, self etch
methods of All bond universal, Single bond universal and Tri-S Plus Bond materials
showed higher microleakage rates in primary teeth (p<0.05). Selective etch and etch
and rinse methods of All Bond Universal, Single Bond Universal and Tri-S Plus
Bond materials and Single Bond 2 showed no statistically significant difference
(p<0.05). In primary and permanent teeth, self etch methods of Clearfil SE Bond
material showed no statistically important difference (p>0,05), but in selective etch

viii



method primary teeth showed higher microleakage rates than permanent teeth
(p<0.05).

Key Words: Adhesion, multimod adhesive systems, etch and rinse systems, self etch
systems, selective etch



ICINDEKILER

ONAY SAYFASI ... i
TESEKKUR .....coooviiiiiieeeeeeee ettt sttt n sttt v
OZET ... Vi
ABSTRACT ettt e b b reas viii
ICINDEKILER ........oooioiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt X
SEMBOLLER VE KISALTMALAR.....coii e xii
SEKILLER ........ooooiiitiiteeeeeeee ettt ettt en sttt en e Xiv
TABLOLAR ..ottt sttt b et r e e e XV
Lo GIRIS oottt 1
2. GENEL BILGILER ........c.ooooiiiitiiiiscs s 3
2.1, AABZYON ..t bbbt 3
2.1. 1. ADEZYON TUIIETT ...c.coveiiiiiiesi e 3
2.2. Dis Hekimliginde Adezyom ................cccoeiiiiiiiiiiiiiic e 4
2.2.1. MINEYE AUBZYON ...ttt be e e e ae et e e e aree s 4
2.2.2. DENTING QUBZYON ...t 5
2.3. Dentin Baglayici Sistemlerin Simiflandirilmasi ..., 8
2.3.1. Dentin baglayici sistemlerin nesillere gore simiflandirilmasi ...................... 8

2.3.2. Adeziv Sistemlerin Smear Tabakasi ile iliskilerine Gore
SINIANAIFIIMAST ......oooiiiiiii e 14

2.3.3. Dentin Baglayic1 Adezivlerin Klinik Uygulamalara Gore

SIIANAITIMAST ......oooiii e 15
2.3.3.1. Etch and rinse (asitle ve yika) dental adeziv sistemler ............................ 15
2.3.3.2. Self etch(kendinden piiriizlendirmeli) dental adeziv sistemler............... 17
2.3.3.3. Multimod dental adeziVIEr ............ccccoiiiiiiiiic e 19
2.4. Adeziv Sistemler ile Ilgili Olarak Kullanilan Terimler ...................ccc........... 21
2.5. Siit ve Daimi Disler Arasindaki FarkhlhiKlar ............................cooi, 23
3. GEREC VE YONTEM ........cocooiiitieieeeeeeet ettt 25
3.1. Dislerin Toplanmasi ve Saklanmasi ..............cccocooiiiiiiiiciceces 25
3.2. Orneklerin Hazirlanmas ..............cccoovcvevieriereceeiescieeeese e, 25



3.2. Kavitelerin HAZIFIANIMASL ..........oovviiiiiieieii et e e et r e e e eat e e sestneeeees 28

3.3. Adeziv ve Restoratif Materyallerin Uygulanmasi..................cccooeiniiiinnns 28
3.2.4. MIKroS1zintl Deneyi...........cccocoviiiiiiiiiiiiiicec e 34
3.3. istatistiksel Degerlendirme...............c.cocccovveueeiiiveceeeeeeeeeeee s, 36
ABULGULAR ...ttt ettt sbe e e b e e 37
4.2. Daimi Dislerde Her Bir Metotta Materyallerin Karsilastirilmasi................ 40
4.4. Siit Dislerinde Her Bir Metotta Materyallerin Karsilastirilmasi ................. 43

4.5. Her Bir Materyal ve Metotta Daimi ve Siit Dislerinin Si1zinti

Miktarlarinin Karstastirtlmast ... 44
4.5. Daimi Dislerde All bond Universal, Single Bond Universal, Clearfil SE
Bond, Tri-S Plus Bond Materyallerinin Selektif Etch Metodundaki Sizinti
Goriilme Oranlarimn Single Bond 2 Materyalindeki Etch and Rinse

Metoduyla Olgciilen Sizint1 Goriilme Oram ile Karsilastirilmasi........................ 46
4.6. Siit dislerinde All bond Universal ,Single Bond Universal, Clearfil SE
Bond, Tri-S Plus Bond materyallerinin selektif etch metodundaki sizinti

goriilme oranlarimin Single Bond 2 materyalindeki etch and rinse metodla

olciilen s1zint1 goriilme orami ile karsilastirllmasi: ..., 47
S5. TARTISMA ...t 51
5.1. Metodolojinin Degerlendirilmesi .................cccooviiiiiiiiiiii e 51
5.2. Bulgularin Degerlendirilmesi................ccoccooiiiiiiiiiiiii e 57

5.2.1. Daimi dislerde adeziv materyallerin ve uygulama metotlarinin
KarsHastirIImasT..........ooooiiiiiii 57
5.2.2. Siit dislerinde adeziv materyallerin ve uygulama metotlarimin
KarsHastIrImasT ... 61
5.2.3. Adeziv Materyal ve uygulama metodu ac¢isindan daimi ve siit dislerin
KarsHagtirtlmast .............ooooiiiiii e 63

5.2.4. ABU, SBU, CSE VE TSB materyallerinin selektif etch uygulamasinin,

SB2 materyali ile(etch and rinse) karsilastirtlmasi..................ccccoovviiiiieniiennnn, 64
6. SONUCLAR ve ONERILER ...........cococoiviiiiiieeeeeeees e, 65
6.1, SONUCIAT ... 65
6.2. OMEIIIE ..........ooviviieieecee ettt 66
KAYNAKLAR Lottt b e 67

Xi



°C

pum
10-MDP
4-MET
4-META
ABU

Ark
Bis-EMA
BIS-GMA
BPDM
CSE
HEMA
LED

MMA
Mpa

Mm

nm
NPG-GMA
NTG-GMA
PENTA
PMDM
QTH

SEM

SB2

SBU

Sn
TEG-DMA
TEM

mikroskobu)

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

: Derece, Celcius

: Mikrometre, mikron

: 10-Metakriloiloksidesil dihidrojen fosfat
. 4-Metakriloksietil trimellitik asit

. 4-Metakriloksietil trimellitat anhidrit

: All bond universal

. Arkadaslari

. Etoksilat bisfenol A glikol dimetakrilat

: Bisfenol glisidil metakrilat

- Bifenil dimetakrilat

: Clearfil SE Bond

: Hidroksietilmetakrilat

: Light emiting diode

. Metil metakrilat

: Megapaskal

. milimetre

: Nanometre

. N-fenilglisin glisidil metakrilat

: N-toliglisin Glisidil Metakrilat

: Dipentaeritritol penta akrilat monofosfat
: Piromellitik Asit Dimetilmetakrilat

: Quarts Tungsten Halogen

. Scanning Electron Microscope (Taramali elektron mikroskobu)
: Single Bond 2

: Single Bond Universal

. Saniye

- Trietilen glikol dimetakrilat

Transmission  Electron  Microscope

Xii

(Tansmisyon



TMPTMA  : Trimetilolpropan trimetakrilat
TSB : Tri-S Plus Bond
UDMA - Urethan dimetakrilat

Xiii



SEKILLER

Sekil

Sekil 3.1. Kavite preparasyonu oncesi siit disinin goriintiisii

Sekil 3.2. Kavite preparasyonu 6ncesi daimi disin goriintiisii

Sekil 3.3. Daimi diglerde gruplarin dagilimi

Sekil 3.4. Siit dislerinde gruplarin dagilimi

Sekil 3.5. Calismada kullanilan adeziv sistemler

Sekil 3.6. Mikrosizint1 deneyi 6ncesi akrilik blok i¢indeki siit disinin goriintiisti
Sekil 3.7. Mikrosizint1 deneyi oncesi akrilik blok i¢indeki siit disinin goriintiisii
Sekil 3.8. Calismada kullanilan termal sikliis cihazi

Sekil 3.9. Orneklerden kesit alinmasini saglayan hassas kesme cihazi

Sekil 3.10. Orneklerde olusan mikrosizint1 degerlendirmesi igin kullanilan 1s1k

mikroskobu

Xiv

26

26

27

27

31

34

35

35

36

36



TABLOLAR

Tablo

Tablo 2.1. Dentin baglayici sistemlerin nesillere gore siiflandirilmasi

Tablo 3.1. Calismada kullanilan adeziv sistemlerin igerigi ve kullanim talimatlar

(164-170)

Tablo 4.1. Daimi dislerde kullanilan her bir materyalde uygulama metotlarinin

sizint1 miktarlar1 agisindan karsilastirilmasi

Tablo 4.2. Daimi dislerde kullanilan her bir materyalin sizint1 var/yok olarak

karsilastirilmasi

Tablo 4.3. Siit dislerinde kullanilan her bir materyalde uygulama metotlarinin

karsilastirilmast

Tablo 4.4. Siit dislerinde kullanilan her bir materyalin si1zint1 var/yok olarak

karsilagtirilmasi

Tablo 4.5. Calismada kullanilan her bir materyal ve metotta daimi ve siit

dislerinin s1zint1 miktarlarinin karsilagtirilmasi

Tablo 4.6. Her bir materyal ve metotta daimi ve siit dislerinin sizint1 var/yok

olarak karsilastirilmasi

Tablo 4.7. Daimi dislerde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin

selektif etch uygulamasi ile SB2 materyalinin karsilastirilmast

Tablo 4.8. Daimi dislerde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin
selektif etch uygulamasi ile SB2 materyalinin s1zint1 var/yok olarak

karsilastirilmasi

XV



Tablo 4.9. Siit dislerinde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin
selektif etch uygulamasi ile SB2 materyalinin Mikrosizint1 agisindan

karsilastirilmasi

Tablo 4.10. Siit dislerinde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin
selektif etch uygulamasi ile SB2 materyali ile Mikrosizinti1 var/yok olarak

karsilastirilmasi

Tablo 4.11. Kesit alma sonrasinda 151k mikroskobu altinda daimi dislerde

goriilen s1zint1 miktarlarinin temsili

Tablo 4.12. Kesit alma sonrasinda 151k mikroskobu altinda siit dislerinde goriilen

sizint1 miktarlarinin temsili goriintiisi

XVi

48

48

49

50



1. GIRIS

Dis ciiriigii disin sert dokularinda yikima neden olan, kronik, bulasict ve
multifaktoriyel bir hastaliktir (1-3). Ciiriik sonrasi olusan sert doku yikimlarinin
tamiri i¢in disten ¢iirligiin uzaklastirilmasi (kavite hazirligi) ve  kavitenin restoratif
materyal ile yeniden sekillendirilmesi gerekmektedir. Kavite hazirliginda uzun yillar
boyunca benimsenmis “korumak ic¢in geniglet” prensibi adeziv dis hekimliginde
goriilen gelismeler ile birlikte terk edilmeye baslanmis ve yalmizca ciiriik dis
dokusunun kaldirildigt  ‘Minimal Invaziv Tedavi’ prensibi benimsenmeye

baslanmistir (4-6).

Gliniimiizde estetik kaygilarin artmasiyla birlikte son yillarda yapilan
caligmalarin biiyiik bir kismin restoratif tekniklerin ve materyallerin gelistirilmesine
yonelik ¢alismalar olusturmaktir. Ideal estetik restoratif bir materyal; mine ve dentine
adezyonla baglanmali, miimkiin oldugunca diizgiin bir yilizeye sahip olmal1 ve ayrica;
renk degisikligi, mikrosizinti ve pulpada toksik reaksiyonlara yol agmamalidir (7).
Giliniimiizde kompozit rezinler miikemmel estetik, giiglii fiziksel ve kimyasal 6zellik
ve yiiksek oranda ¢oziinmeye direng gibi 6zellikleri nedeniyle rutin olarak kullanilan
restoratif materyallerdir (8). Rezin kompozitlerin formulasyonundaki gelismelere
ragmen giinimiiz restoratif materyallerinde goriilen en 6nemli problem optimum
kosullarda agizda kalabilme siirelerinin 3-5 yil kadar olmasidir (9-10). Adeziv
restorasyonlarin basarisizliklik nedeni olarak en ¢ok bildirilen etkenler retansiyon
kayb1 ve yetersiz marjinal adaptasyon sonucu olusan mikrosizintidir (11-12). Bu

problemlerin 6niine gecilebilmesi i¢in dental adezivlere ihtiya¢ duyulmaktadir (8).

Mine ve dentinde yeterli baglanma kuvvetlerine ulasabilmek i¢in bir¢ok
dental adeziv gelistirilmistir (13-17). Gliniimiizde kullanilan dental adezivler ise {i¢
agsamali etch and rinse, iki asamal1 etch and rinse, iki asamal1 self etch ve tek asamali
self etch adeziv sistemlerdir. Etch and rinse sistemlerde %30-40 konsantrasyonda
ortofosforik asit ile smear tabaka uzaklastirilir ve kollajenler agiga cikar. Daha
sonrasinda uygulanan rezin, dentin tiibiillerinin igine sizar ve hibrit tabakaya bir

temel saglamak igin kollajen liflerin arasina girerek polimerize olur (18, 19). Self



etch adezivler ise yikama gerektirmeyen asidik monomerler igerirler ve dentini ayni
anda hem demineralize edip hem de dentine penetre olur ve smear tabakay1 modifiye
ederek hibrit tabakaya dahil ederler (20).

Self etch adezivler artan bir popiilariteye sahip olmalarina ragmen mineye
baglanma etkinlikleri hala net degildir (21). Bu sorunun ¢6ziimii amaciyla orta
dereceli self etch adezivlerin uygulanmasi Oncesinde, kavite mine kenarlarinin
ortofosforik asit ile piiriizlendirilmesi onerilmektedir (8, 22). Klinik sartlarda ise
dentine tasmadan sadece mine kenarlarinin asitlenmesinin zor oldugu bilinmektedir.
Son yillarda bu problemin oOniine gegilebilmesi ve klinik kullanim kolaylig1
saglamasi amaciyla ‘Universal’ ya da ‘Multimod’ olarak adlandirilan adezivler
ortaya c¢ikmistir. Bu adezivler hem self etch hem de etch and rinse olarak

kullanilabilmektedir.

Yapilan bu ¢alismadaki amac, dental markette yeni sayilabilecek multimod
adezivlerin farkli uygulama metotlarina gore (self etch, selektif etch, etch and rinse)
giiniimiizde kullanilan bazi adeziv sistemlerle siit ve daimi dislerde gosterdikleri

mikrosizinti agisindan karsilastirilmasidir.



2. GENEL BILGILER

2.1. Adezyon

Adezyon (baglanma) kelime olarak latincedeki adhaerere kelimesinden
gelmektedir. Farklt molekiiller arasindaki ¢ekim kuvveti ‘adezyon’, aym
molekiillerin birbirleri arasindaki ¢ekim kuvveti ise ‘kohezyon’ olarak tanimlanir
(23). Adezyonu olusturan maddeye ‘adeziv’; adezivin uygulandigi maddeye ise
‘aderent’ adi1 verilir. Dighekimligi uygulamalari i¢cin bonding ajanlar1 adeziv iken
adezivin uygulandig1 dis yiizeyleri aderenttir (23, 24). Adezyon i¢in, adeziv ve

aderent arasinda tam bir temas olmas1 gerekir (23).

2.1.1. Adezyon Tiirleri

Mekanik adezyon: Adezivin, aderent veya substrat yiizeyindeki girintili ve
cikintili  diizensiz ylizeylere kilitlenmesi olarak tanimlanir. Bu kilitlenmede
geometrik ve reolojik etkenler s6z konusudur. Yiizey piiriizliliigii veya mikroskobik
olarak olusan pordzitenin neden oldugu mekanik adezyon geometrik etkenlere;
materyalin akigkanlik 6zelliginden dolay1 bir ¢ikinti etrafina akmasi ve biiziilerek
tutunmast ise reolojik etkenlere ornektir (23). Reoloji; sivilarin akis, katilarin
deformasyon 06zelligini tanimlar. Dental uygulamalarda rezin igerikli materyallerde
goriilen polimerizasyon biiziilmesi ve olusan gerilimler reolojik etkenlere Ornektir

(25, 26).

Adsorbsiyon adezyonu: Adeziv ve aderent arasinda olusan kimyasal bir
baglanmadir. Bu tiir adezyon primer ve sekonder kimyasal kuvvetlerin etkisi ile
olusur. Primer kuvvetler; iyonik baglar, kovalent baglar ve mekanik baglar olmak
tizere ii¢ farkli sekildedir. Sekonder kuvvetler ise hidrojen baglar, Van der Walls
kuvvetleri, Keesom dipol interaksiyon kuvvetleri, London dispersiyon kuvvetleri,

Debye dipol induksiyon kuvvetleridir (26).



Difiizyon adezyonu: Iki polimerin, arayiizdeki polimer zincir uglarinm
diffiizyonu vasitasiyla gergeklestirdigi, hareketli molekiiller arasindaki baglanmadir

7).

Elektrostatik adezyon: Farkli yapidaki diiz yilizeyler arasinda elektrostatik

etkilesimler sonucu gergeklesen, oldukga zayif bir baglanma bigimidir (23).

2.2. Dis Hekimliginde Adezyon

1955 yilinda ilk kez Buonocore tarafindan, mineye %85’lik fosforik asit
uygulamasi sonrasinda akrilik rezinin dis minesine baglantisinin arttig1 gésterilmis ve
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boylelikle “adeziv dis hekimligi” kavraminin temeli atilmistir. Rezin monomerlerin
puriizlendirilmis mine yiizeyinde olusan mikro bosluklar1 doldurmasi sonucunda elde
edilen mikromekanik baglanma kavraminin tanitilmasiyla birlikte, ‘korumak i¢in
genislet’ fikrini benimseyen Black prensipleri zamanla terk edilmeye baglanmustir.
Minede kabul edilebilir bir baglanma elde edilmesi sonrasinda, 1970’lerin sonlarina
dogru, dentinin de asitle piiriizlendirilmesi giindeme gelmis ve giiniimiizde kullanilan

dental adeziv sistemlerin gelisimi baglamustir.

2.2.1. Mineye Adezyon

Mine dokusu agirlikca %95 inorganik, %1 organik ve %4 su, hacimce ise
%88 inorganik, %2 organik ve %10 su ve diger maddelerden olusur. Minede
inorganik yapimn biiylik bir kism1 hidroksiapatit kristallerinden, organik kisim ise
kollajenden olugmustur. Minenin inorganik iceriginin dentine gore fazla olmasi
sebebiyle, mine asitlere karsi daha direncli bir yapiya sahiptir ve ylizey enerjisi daha
yuksektir. Laboratuvar sonuclarina gore, fosforik asit uygulanmasi sonrasinda,
kompozitin mineye makaslama baglanma kuvveti genellikle 20 MPa’nin (1-145
MPa) iizerindedir (20, 28-30). Bu baglanma kuvveti bir¢ok restorasyon igin yeterli
retansiyon saglar ve restorasyonun mine kenarinda mikrosizintinin gergeklesmesini
onler (31).

Silverstone ve ark.’nin tarayict elektron mikroskobu (SEM) ile yaptiklari

calismada %30-40 oraninda fosforik asit ile muamele edilen mine ylizeyinde 3 farklh



tip piirlizlendirme olustugu gdosterilmistir. En sik goriilen tip 1 piiriizlendirmede mine
prizmalarinin i¢ kismi (kor) ¢oziinerek uzaklagsmis ve dis kismi bozunmadan
kalmistir. Tip 2 piiriizlendirmede ise kor kismi c¢oziinmeden kalirken, mine
prizmalarmin periferlerinde ¢o6ziinme goriilerek kaldirim tasi gorilintiisii ortaya
cikmigtir. Tip 3 piirlizlendirme, tip 1 ve tip 2 piriizlendirmenin kombinasyonu
seklindedir ve prizmalarin morfolojisine uyum gostermeyen bir ¢oziinme sz
konusudur (32). Giiniimiizde piiriizlendirme tipleri igin bu c¢alisma referans
alinmaktadir. Bu piiriizlendirme tipleri mineye adezyonun temelinin anlasilmasi igin
onemli olsa da piiriizlendirme tipi ile mineye baglanma kuvveti agisindan klinik
olarak bir baglanti kurulamamaktadir (33). Temel olarak  minenin asitle
puriizlendirilmesi sonrasinda olusan porozitelere rezinin infiltre olmasi ve agiga
cikan hidroksiapatit kristallerinin monomerlerle sarilmasiyla minede adezyon

gerceklesir (34).

Silverstone ve ark.’1, mine dokusuna baglanmada yeterli retansiyonun
saglanmasi icin %30-40" lik fosforik asit uygulanmasini énermislerdir (35). Onerilen
konsantrasyonun iizerindeki konsantrasyonlarda mine dokusundan daha az kalsiyum
coziinmekte ve %40’ 1n altindaki konsantrasyonlara gore daha basarisiz bir baglanma
olusmasmma neden olmaktadir (36). Bu nedenle, baz1 ¢alismalar farkh
konsantrasyonlarda da ayni1 baglanma degerine ulasildigin1 gosterse de, giiniimiizde
fosforik asit jellerin ¢ogunun konsantrasyonu %30-40 arasindadir (37-39). Mine
ylizeyine asit uygulamasi, farkli diizeylerde prizmatik ve interprizmatik mineral
kristallerini ortadan kaldirarak mikroskobik piiriizliiliik saglar. Ayn1 zamanda asit
uygulamasi sonrasinda minenin yiizey geriliminde diisiis gozlenir ve ylizeyin
1slanabilirligi artar. Bu sekilde olusan mikroporézitelere rezinin infiltrasyonu daha
kolay bir hal alir (40). Aym1 zamanda asit uygulamasi yiizeyde bulunan
mikroorganizma sayisinda %75 ile %95 arasinda degisebilen bir azalmaya neden
olmaktadir (41). Ote yandan, asitle piiriizlendirmenin etkinligi, asidin tiirii,
konsantrasyonu, uygulama yontemi ve siiresi, mine/dentin dokusunun igerigine

baghdir.
2.2.2. Dentine adezyon

Dentin dokusu; agirlikga %70 inorganik, %18 organik ve %12 su, hacimce

ise %50 inorganik, %30 organik, %20 su ve diger maddelerden olusur. Dentin



dokusu 6nemli miktarda su ve ¢ogu tip 1 kollajen olan organik madde icermesi ile
karakterizedir. Ayn1 zamanda dentin dokusu yogun bir tiibiil ag1 icermektedir. 1-2,5
mikromektre ¢apinda degisen dentin tiibiillerinde sivi bulunmaktadir (27). Bu
tiibiillerin etrafi hipermineralize dentin ile cevrilidir ve peritiibiiler dentin olarak
adlandirilir. Intertiibiiler dentin peritiibiiler dentine gore daha az mineralizedir ve
dentinin en biiyiik kismin1 olusturur. Intertiibiiler dentine komsu kanallardan siv1 ve
liflerin gecisini saglayan ve intertiibiiler anastomoz olusturan submikron tiibiiller
penetre olmaktadir. Peritiibiiler ve intertiibiiler dentin oranlarinin ¢esitli bolgelerde
farklilik gostermesi nedeni ile dentin mineden farkli olarak heterojen ozellik
gostermektedir (20, 27).

Mineden farkli olarak dentinin nemli bir doku olmasi, adezyon agisindan en
bliyiik giicliigii olusturmaktadir (27). Dentin dokusunda bulunan sivinin ¢ogunlugu
dentin tiibiillerininin igerisine dagilir. Dolayis: ile dentine baglanmada kritik rol
oynayan dentin sivisinin miktart dentin tiibiillerinin yogunlugu, dentinin derinligine
ve lokalizasyonuna gore degisir (42). Dentin tiibiillerinin sayist mine-dentin
birlesiminden (20.000/mm?) pulpaya dogru (45.000/mm?) gidildik¢e artar. Disin dis
ylzeyine yakin tabakada dentindeki en diisiik su konsantrasyonu goriiliirken, derin
dentinde en yliksek su konsantrasyonu goriilmektedir. Diger bir deyisle, pulpaya
yaklastikea tiibiillerdeki sivi ve dentindeki nemlilik artmaktadir. Bu nedenle adezivin

dentinle temas kurabilmesi i¢in hidrofilik olmasi gereklidir (43).

Dentinin inorganik kismini olusturan hidroksiapatit kristallerinin kalsiyum
oraninin daha diisiik, karbonat oraninin daha yiiksek olmas1 c¢oziiniirligi
arttirmaktadir. Bu durum da dentini flor gibi iyonlarin degisimine acik hale getirir
(44). Qleride dental adezivler ile ilgili ¢alismalarla dentinin kimyasal degiskenlik
potansiyelini kullanarak mikromekanik baglanmanin yaninda, cam iyonomer esasl
materyallerde oldugu gibi kimyasal baglanmay1 da gelistirerek dentindeki adezyon

giicliiklerinin tistesinden gelinebilecegi disiiniilmektedir (45, 46).

Nemli bir doku olmasiin disinda dentine adezyonda rol oynayan etkenler
smear tabakasi, dentin igerigi (dentin tiibiillerinin yogunlugu, ¢api, peritiibiiler ve
intertiibiiler dentin orani), dentin kalinlig1 ve yapisina bagh olarak dentinin degisen
gecirgenligi (demineralize ya da sklerotik dentin), ve yastir (23). Hasta yas1 arttikca
sklerotik dentin miktarinda da artis olmaktadir (47-49).



Smear Tabaka

Dis sert dokulari, bir frez ya da bagka bir alet ile prepare edildikten sonra dig
ylizeyinde kalan organik ve inorganik bilesenler ylizeyde ‘smear tabakasi’ ad1 verilen
bir debris olusturur. Yapisinda inorganik dentin parcaciklari, denatiire kollajen
parcaciklari, hidroksiapatit kristalleri, odontoblast uzantilari, kan hiicreleri, bakteri ve
tikiirik bulunmaktadir (20, 50, 51). Bu tabaka dentin kanallarinin agzinda
toplandiginda ‘smear tikaglar1’ denilen yapilar1 olusturur. Smear tabakasi ve tikaclar
dentin i¢in dogal bir bariyer gorevi goriirler ve dentinal sivilarin hareketini %80-90

oraninda, diffiizyonunu ise %25-30 oraninda azaltirlar (52-54).

Smear tabaka asit uygulamasi ile kolaylikla uzaklastirilabilmektedir; ancak
mekanik olarak herhangi bir alet ile ya da pomza ile smear tabakayr kaldirmak
miimkiin olmamaktadir (50). Smear tabakas1 ve smear tikaglarinin asidik soliisyonlar
ile uzaklastirilmasi, agiga c¢ikan dentin yiizeyine sivi akisimi arttirir. Bu sivi
baglanmaya engel olabilir ¢iinkii dentin kanallarinin i¢inde rezin tagler (sarkitlar)

olussa bile hidrofobik rezinler hidrofilik yapilara baglanamazlar (27).

Preperasyon sirasinda kullanilan cihaz tipi, 1slak ya da kuru calisilmasi ve
kaldirilan dentin dokusunun kalinligi, gibi faktorler olusan smear tabakasinin
morfolojik ozelliklerini, igerigini ve kalmhigimi etkiler (20, 34, 55, 56). Dentin
tiibiilleri icerisindeki sivi hareketlerini ve dentin gecirgenligini 6nemli derecede
azaltan smear tabakasi dentine ¢ok zayif baglanmakla birlikte glinlimiiz adezyon
stratejilerinde bu baglanmanin bir anlami yoktur (23).Giiniimiiz dentin adezivleri
smear tabakanin kaldirilmast ya da modifiye edilmesi stratejilerinden birine

dayanarak gelistirilmektedir.
Dentin Icerigi

Dentinin igerigi ve yapisi stabil degildir; fizyolojik ve patolojik sebeplerle
degisiklik gostermektedir. Ornegin yaslanmaya bagl olarak gelisen sklerotik dentin,
ya da pulpanin savunma mekanizmasina bagli olarak gelisen reparatif dentin farkli
dentin tiplerinden bazilaridir. Bu tip farkli dentin yapilar1 normal dentin ile

karsilastirildiginda adezivlerin baglanmasinin olumsuz etkilendigi gozlenmektedir
(20, 57).



Dentin Gegirgenligi

Dentin, yapis1 ve igerdigi tiibiiller nedeniyle gegirgen bir yapidir. Dentin
gecirgenligini etkileyen pek ¢ok faktor vardir. Pulpa basincini ve dentin tiibiillerine
sivi akisini azaltan vazokonstriiktorlii lokal aneztezik kullanimi, dentin tiibiiliiniin
cap1 ve boyu, dentin sivisinin viskozitesi, basincin yayilim siddeti, dentin sivisinda
¢Oziinen maddelerin molekiil biiylikliigli ve pulpadaki damarlarin maddeleri
uzaklastirma hiz1 gibi faktorler dentin gecirgenligini etkiler. Bu degiskenlerin tiimii,
dentini dinamik ve bunun sonucunda da adezyonu zor olan bir yap1 haline getirir
(27). Ayn1 zamanda pulpa odasina yaklastik¢a intertiibiiler dentin alan1 azalmaktadir
(50). Adeziv sistemlerde intertiibiiler dentine daha giiclii baglanma goriildiigli i¢in
dentinin pulpa odasma yakin boliimiinde adeziv sistemlerin baglanma dayaniklilig
azalmaktadir (23).

Ozet olarak; dentine baglanma mineye baglanmadan daha zordur. Bunun
nedeni dentinin histolojik yapisinin mineye gore daha karmasik olmasi ve sivi
iceriginin fazla olmasidir (34, 51, 56). Dentine baglanmay1 zorlastiran diger etkenler
de dentinin organik igeriginin fazla olmasi, odontoblastik uzantilar igeren dentin
tiibiillerine sahip olmasi ve kavite preperasyonu sonucunda yilizeyde olusan smear
tabakas1 ve tikaglari olarak 6zetlenebilir (58,59).

2.3. Dentin Baglayici Sistemlerin Simiflandirilmasi
2.3.1. Dentin baglayici sistemlerin nesillere gore siniflandiriimasi
Dentin baglayic1 sistemlerin siniflandirilmasinda en yaygin kullanilan

siniflama nesillere gore smiflamadir. Bu siiflamada 7 nesil dental adeziv vardir
(Tablo 2.1).



Tablo 2.1. Dentin baglayici sistemlerin nesillere gére siniflandiriimasi

1.,2.,3. 4, 5. 6. 7.
JENERASYON | JENERASYON | JENERASYON | JENERASYON | JENERASYON
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ASIT ASIT PRIMER BONDING
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tabakay1 kaldurir, Smear tabakasini .
Intertubu ler ve tabakayl kaldirr. kaldirmaz ancak Dentini es
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goriir ve dentin
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bonding ajani
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smear tikaglarina
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penetrasyonu
saglanarak rezin
tagler olusur.




Birinci nesil dental adezivler; ilk olarak 1949 yilinda Oskar Hagger isimli
kimyager tarafindan ‘Sevriton Cavity Seal’ isimli bir dentin baglayici ajan olarak
gelistirmistir. Bu adeziv asidiktir ve dis dokusu ile fiziksel ya da kimyasal bir
baglanma olusmamaktadir, molekiiler diizeyde bir baglanma olusmaktadir. Oskar
Hagger’in konsepti arastirmacilar tarafindan kisa siirede kabul edilmis ve farkl ¢esit

adezivler tiretilmeye baslanmistir (60).

Yiizey aktif komonomeri olan NPG-GMA (N-Phenylglycine Glycidyl
Methacrylate) nin gelistirilmesi, 1. nesil dentin bonding sistemlerinin temelidir (61).
Bu sistemin temeli, dis yiizeyindeki Ca ile rezin arasinda suya dayanikli kimyasal bir
baglanma olusmasina dayandirilmistir. Hidrofobik olduklar1 i¢in baglanma
dayanikliliklar: diisiiktiir. In vitro olarak test edildiginde baglanma dayamkliliklarmin
2-3 Mpa arasinda degistigi bildirilmistir (62). Birinci nesil dental adezivlerin
hidroksiapatit kristallerine iyonik, kollajene ise kovalent baglarla tutundugu bilinse
de yapilan Carbon-13 NMR analizlerinde NPG-GMA ve hidroksiapatit arasinda
gercekte iyonik bir baglanma gergeklesmedigi gortilmiistiir (27, 63).

Ikinci nesil dental adezivler, 1980’lerin basinda gelistirilmislerdir. Bu
sistemin giliniimiize kadar tasinabilmis ornekleri ScotchbondTM Dual-Cure (3M
Dent®al Products Division, St. Paul, MN) ve Bondlite (Kerr Corporation, Glendora,
CA)’tir. Bu iki iriin disgindaki iriinler giiniimiizde dental malzeme pazarinda
bulunmamaktadir. Bu diriinlerin ¢ogu Bis GMA veya HEMA(2-hydroxyethyl
methacrylate) gibi rezinlerin halofosfat esterleridir (64).

Ikinci nesil dentin adezivlerde baglanma, smear tabakasindaki pozitif yiiklii
Ca iyonlan ile adeziv rezinin igerisindeki negatif yiiklii fosfat gruplari arasindaki

iyonik etkilesim ile ger¢eklesmektedir (65).

Ikinci nesil dentin adezivlerin baglanma dayanikliliklar1 1-10 MPa kadardir
ve kompozit rezinin polimerizasyon biiziilmesine karsi koyacak dayanikliligi
gostermemektedir (65). Sonu¢ olarak kompozit genellikle dentinden ayrilir ve

mikrosizintiya izin verecek bosluklar olusur (61).
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Ikinci nesil dental adezivlerin en biiyiik problemi dentine gevsek olarak bagl
bulunan ve koheziv dayaniklilig1 diisiik olan smear tabakasi araciligiyla adezyonun
saglanmasidir. Ayni1 zamanda ikinci nesil dental adezivler hidrofilik grup
icermemeleri nedeniyle smear tabakasinin tamamina penetre olamazlar. Bu durum
iyonik bag veya dentin kanallar1 i¢ine rezin sarkitlari olusturmak i¢in dentinin
yiizeyel tabakasina ulagsmalarini engellemektedir (66). ikinci nesil adezivlerin alti

aydan sonraki in vitro performansi kabul edilemez olarak bulunmustur (67).

Ugiincii  nesil dental adezivler, Amerika’da 1980’lerin sonlarinda
tanitilmislardir.  Uciincii  nesil dentin adezivler ¢ok basamakli uygulamalari
kapsamaktadir. Bu sistemlerin ¢ogu smear tabakasini ortadan kaldirarak ya da
modifiye ederek Phenyl-P ya da PENTA (Dipentaerythritol penta-
acrylatemonophospate) gibi asidik monomerlerin penetrasyonuna izin vermektedir
(27). Asit uygulamasi, rezinin agilmig dentin tiibiillerine penetre olmasini saglamustir,
ancak baglayici ajaninin hidrofobik yapisi nedeniyle dentine baglanma kuvvetlerinde

anlaml1 bir artis meydana gelmemistir (68, 69).

Uciincii nesil dentin adezivlerde ilk olarak dentin kanallarmimn tikanarak
pulpanin korunmasi amaciyla dentin piiriizlendirici olarak % 6.8’ lik ferrik oksalat
kullanilmistir ve ylizeyde kalsiyum oksalat ve ferrik siilfattan olusan ¢okelti tabakasi
olusmustur (70). Bu islemin ardindan NPG-GMA ya da N-toliglisin Glisidil
Metakrilatin (NTGGMA) Piromellitik Asit Dimetilmetakrilatin (PMDM) aseton
icindeki soliisyonu ile karistirilmasi sonucu elde edilen bonding materyali
uygulanmustir. Ancak daha sonrasinda goriilen renklenmeler sonucunda ferrik oksalat

kullanimi terk edilerek aliiminyum oksalat kullanimina gegilmistir (20, 71).

Aragtirmalar sirasinda {igiincii nesil dental adezivlerde farkli tirtinlerle farkl
kombinasyonlar denenmistir. Bu {iriinlerde dentin conditioner olarak Etilen Diamin
Tetra Asetik Asit (EDTA), %2,5’luk nitrik asit ve NPG, maleik asit ve HEMA’ ’nin
sudaki soliisyonu, HEMA’l1 etanol soliisyonu i¢inde Dipentaeritritol penta akrilat
monofosfat (PENTA), %10’luk sitrik asit ve %20°lik kalsiyum klorit; primer ve rezin
olarak PMDM, HEMA ve glutaraldehit kombinasyonu, Bisfenol glisidil metakrilat
(Bis-GMA) ve HEMA kombinasyonu kullanilmistir(20, 71).
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Klinik olarak, ii¢lincii nesil dental adezivler, birinci ve ikinci kusaga gore
dentindeki mikrosizinitiyr azaltmada daha basarili olsalar da tamamen eclimine
edememiglerdir (72-75). 1, 2 ve 3. nesil adezivler glinimiizde dental markette
bulunan ve klinik kullanimda olan adezivler degildir. Giinlimiizde 4.,5.,6, ve 7. nesil

adezivler kullanilmaktadir.

Dordiincii nesil dental adezivlerin uygulanmasi 3 basamaktan olusur:

1. Yikanarak uzaklastirilan bir asit soliisyonu ile piiriizlendirme
2. Etanol, aseton ve/veya su icinde reaktif olan hidrofilik monomerlerden
olusan primer soliisyonunun uygulanmasi

3. Dolduruculu ya da doldurucusuz baglayici ajanin uygulamasi

Asitleme ile birlikte smear tabaka uzaklastirilir, dentin tiibiilleri agilir, dentin
gecirgenligi artar ve intertiibiiler ve peritiibiiler dentinin dekalsifiye olmasiyla birlikte

kollajen ag1 ortaya ¢ikar (76).

Asitleme sonrasinda bir ya da daha fazla hidrofilik monomer igeren primer
uygulanir. Primerin sahip oldugu hidrofilik kisim dentine, hidrofobik kisim rezine
kars1 bir afinite gosterir. Primer kollajen agini 1slatir ve penetre olur. Ayni1 zamanda

dentin ylizeyinin yiizey enerjisini ve 1slanabilirligini arttirir(77).

Son olarak primer uygulanmis yilizeye bonding ajani uygulanir. Bu ajan
primer ile birlikte polimerize olarak kollajen ve rezinin birbirine karigmasiyla olusan

hibrit tabakay1 olusturur (76, 78, 79, 31-33).

Yapilan arastirmalar sonucunda baglanma degerleri 20 MPa civarinda ya da

daha fazla olarak bulunmustur (80-82).

Besinci nesil dental adezivler, li¢ asamali 4. nesil dental adezivlerin klinik
olarak 6zenli bir teknik gerektirmeleri ve zaman alict bulunmalar1 nedeniyle ortaya
cikmistir. Bu sorunlar1 ortadan kaldirmak adma primer ve rezin tek sisede

birlestirilmistir ve ‘tek sise adezivler’ olarak adlandirilmistir (77).
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Ancak yapilan ‘tek komponent’, ‘tek sise’, ‘tek basamak’ gibi tanimlamalar
dogru bulunmamaktadir. Ciinkii bu sistemde primer/adeziv uygulamasi oncesinde
asit uygulamasi gerekmektedir ve primer/adeziv uygulamasi genellikle iki ya da fazla

kat olarak tekrarlanmaktadir (77).

Baz1 arastirmacilar 5. nesil dental adezivlerin 4. nesillere benzer baglanma
degerine sahip oldugu gosterirken, bazi arastiricilar daha diisiik bir baglanma
degerine sahip oldugunu bildirmislerdir (29, 83-85). Bu farkli verilerin nedeni teknik
faktorlerdir. Asitlenmis dentin hava spreyi ile kurutuldugunda, 6zellikle aseton ve
etanol bazli adeziv sistemlerin dentine baglanma kuvvetleri Onemli Jlgiide
azalmaktadir (86-88). Suyun ortamdan uzaklastirilmasi, kollajenin elastik
ozelliklerinin kaybolmasina neden olur. Nemli durumda kollajen molekiilleri genis
araliklarla birbirinden ayrilirlar, kuru durumda ise molekiiller daha siki olarak
dizilirler. Bu durum da kollajenin adeziv tarafindan tam olarak sarillamamasina neden

olmaktadir (89).

Altinc nesil dental adezivler: 2000’li yillarin basinda 4. ve 5. nesillere gore
calisma siiresini azaltmak; asidik jelin yikama safhasini ve buna bagli olarak
kollajenlerin asir1 1slak ya da kuru kalmasi riskini ortadan kaldirmak amaciyla, asit
ile piiriizlendirme asamasini ortadan kaldirarak, asidin primerin yapisina katildig:

‘self-etch’ adeziv sistemler piyasaya stirtilmistiir (90, 91).

Bu sistemin ilk ornekleri dis yilizeyine Once asidik primer, sonra adeziv
uygulamasi olmak {izere 2 basamaktan olugsmaktadir. Daha sonra gelistirilen altinci
nesil dentin adezivlerden bazilarinda ise ayri siselerde olan asidik primer ve adezivin
karistirtlmasiyla birlikte uygulama basamagi bire diigmiistiir. Etki mekanizmasi,
smear tabaka ve hidroksiapatiti parsiyel olarak ¢dzerek mineral ve smear tabakasini

birlestiren hibrit tabakay1 olusturmaktir (13).

Arastirmacilar self-etch adeziv sistemlerin dentine baglantisinin yeterli
olmasina karsin mineye baglantisinin yetersiz oldugunu bildirmektedirler (51, 92-

04).
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Yedinci nesil dental adezivler, 2002 yilinin sonuna dogru piyasaya siiriilen bu
sistemlerde asit, primer ve adeziv tek bir sise i¢inde toplanmustir. Altinci nesil
adezivlerden farkli olarak ek bir karnistirma ya da wuygulama basamag:
gerektirmemektedirler. Yapilan bazi ¢alismalarda 7. nesil dental adezivlerin dentine
baglanma degerlerinin 6. Nesil dental adezivlere benzer oldugu bildirilmistir (93-95)
ancak yapilan ¢alismalarda kullanilan materyaller farklilik gostermektedir , dolayisi

ile bu konuda kesin bir sonuca varmak giictiir.

2.3.2. Adeziv Sistemlerin Smear Tabakasi ile Iliskilerine Gore

Siniflandirilmasi

Adeziv dishekimligi literatiiriinde smear tabakasinin tamamen kaldirilmasi ya
da modifiye edilmesi ile ilgili farkl1 gortisler bulunmaktadir. Arastiricilarin bir kisma,
smear tabakasmin mikroorganizma ve toksinlerin pulpaya ulasmasinda bir engel
oldugunu ileri siirmiislerdir. Bu arastiricilara gére smear tabakasi bir difiizyon
bariyeri gibi islev gorerek dentinin gecirgenligini %86 oraninda azaltmaktadir. Bu
nedenle ilk adeziv sistemlerde smear tabakasini kaldirmadan dentine baglanma
denenmis ancak basarili sonuglar almamamustir. Giinlimiizde kullanilan dental
adezivlerde ise smear tabakasi tamamiyle ortadan kaldirilmakta ya da modifiye

edilmektedir (20, 27, 34).

Smear tabakasinin tamamen kaldirilmas1 ya da modifiye edilmesi esasina

dayanarak adeziv sistemler 2 grupta siniflandirilabilir.

Smear tabakasmin {izerine uygulanan adeziv sistemler; Bu tiir adeziv
sistemler (1. ve 2. nesil) direkt olarak smear tabakasina baglanmaktaydilar. Arzu

edilen klinik basari elde edilemediginden kullanimlari terk edilmistir (23).

Smear tabakasini tamamen ortadan kaldiran adeziv sistemler; Etch and rinse
adeziv sistemler olarak bilinirler. Bu sistemler mine ve dentine asit uygulanmasiyla
smear tabakanin uzaklastirilmasi ve hibrit tabaka olusumu hedeflenmektedir. Smear
tabakanin tamamen ortadan kaldirilmasi, hidrodinamik sivi hareketine bagli olarak

gelisen dentin hassasiyeti, acik dentin kanallarindan tiibiillerinden pulpaya bakteri
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gecisi olasiligl ve uygulanan asitlerin pulpa dokusunda olusturabilecegi sitotoksik

etkiler gibi gesitli olumsuzluklara neden olabilmektedir (23, 51).

Smear tabakasin1 modifiye eden adeziv sistemler, Self-etch adeziv sistemler
olarak da adlandirilan bu sistemler, icerdikleri zay1f asidik primerler sayesinde smear
tabakasini ve dentin yiizeyini kismen demineralize ederek smear tabakasini ortadan

kaldirmadan hibrit tabakaya dahil ederler (20).

2.3.3. Dentin Baglayict1 Adezivlerin Klinik Uygulamalara Gore

Siniflandirilmasi

2.3.3.1. Etch and rinse (asitle ve yika) dental adeziv sistemler

Kompozit rezinlerin dis sert dokularina baglantilarini arttirmak amaci ile dis
ylizeyini piiriizlendirmek i¢in ¢esitli asit uygulama yontemleri ve bu yontemlere gore
de cesitli adeziv sistemler gelistirilmistir. Bu adeziv sistemler asitlerin uygulanma
sekillerine gore etch and rinse ve self-etch adeziv sistemler olarak ikiye

ayrilmaktadir.

Adeziv restorasyonlar ile ilgili retansiyonun gelistirilmesi agisindan énemli
gelismeler 1990’larin baglarinda fosforik asit ile mine ve dentinin ayni anda
asitlenmesi konseptini benimseyen total etch tekniginin tanitilmasiyla baglamistir (9,
96-98). Piiriizlendirme islemi %34-37 konsantrasyondaki fosforik asit jeller ile

gergeklestirilmektedir.

Etch and rinse sistemlerin ilk asamasini olusturan dordiincii jenerasyon dentin
adeziv sistemler; asit, primer ve baglayici ajan uygulamasi ile 3 basamakta
yapilmaktadir (99). Primer uygulamas: yiizeyin aktif hale ge¢cmesini saglar, yiizey
gerilimini azaltir; 1slanabilirligi arttirir ve boylelikle baglayici ajanin infiltrasyonunu
kolaylastirir (100). Sonraki yillarda 4. jenerasyon adezivlerin uygulama zorlugu ve
basamaklarin fazlaligi nedeniyle primer ve baglayici ajanlarin tek bir sisede
toplanmasiyla basamak sayisinin ikiye indigi besinci jenerasyon baglayici sistemler

gelistirilmistir (101).
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Etch and rinse sistemlerde mine ve dentine baglanmanin temel mekanizmasi,
asit uygulamasi ile dentinden uzaklastirilan minerallerin rezin monomerleri ile yer

degistirerek olusan porozitelerde mikromekanik kilitlenme saglamasidir (102).

Tek sise total etch sistemlerde birinci asama, etch and rinse olarak
adlandirilan “piiriizlendirme ve yikama” asamasidir. Bu nedenle total etch adeziv

sistemler “etch and rinse” adezivler seklinde de adlandirilmaktadirlar (15).

Asitle piirizlendirme islemi sonrasinda ikinci asama olarak hidrofilik ve
hidrofobik rezinlerin karisimi olan ve etanol, aseton, su gibi ¢oziiciilerden birini
iceren kombine tek sise baglayici ajanlar uygulanir (20). Asitlenmis yiizeyde iki tip
rezin uzantisi gozlenir: mine prizmalarinin etrafin1 saran makrotaglar ve mine
prizmalarinin igerisine niifuz etmis mikrotaglar. Mineye retansiyon saglamada

ikincisinin daha 6nemli oldugu diistiniilmektedir (13).

Dentinde fosforik asit uygulamasi sonrasinda hemen hemen hig hidroksiapatit
icermeyen mikropor6z yapidaki kollajen agi agiga ¢ikar. Etch and rinse adezivlerin
temel baglanma mekanizmalar1 difiizyon temellidir ve agiga ¢ikmis kollajen iskeleti
icerisine rezinin infiltrasyonuna ya da hibridizasyonuna baglidir. Ciinki
monomerlerin fonksiyonel gruplarinin hidroksiapatitten yoksun kollajene kars1 zayif

afiniteleri vardir (13).

Kimyasal  baglanma ise  monomerlerin  fonksiyonel  gruplarinin
hidroksiapatitten armmis kollajene karsi zayif afinite gdstermeleri nedeni ile ¢ok
olast degildir. Bu monomer-kollajen arasindaki baglanmada olusabilecek

problemlerin nanosizintinin temeli olabilecegi bildirilmistir (103, 104).

Uc asamali etch and rinse sistemler, polimerize olmus rezinin diisiik
hidrofilitesi nedeniyle hidrolitik yikima karsi1 daha direnglidir, ve hem mine hem de
dentine baglanma kuvvetleri yiiksektir (105). U¢ asamali etch and rinse sistemler
restorasyonun dayaniklili§i, baglanmanin uzun Omiirliiliigii acisindan basarili
sonuglara sahip olmalar1 nedeniyle giiniimiizde hala altin standart olarak kabul

edilmektedirler (15).
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Etch and rinse sistemlerde etkili bir baglanma igin kullanilan adezivin
igeriginde bulunan solvent de Onemlidir. Ascton bazli adeziv sistemler
kullanildiginda nemli baglanma konseptinin uygulanmasi zorunludur, ancak
su/etanol bazli bir adeziv kullanildiginda kuru baglanma(mine ve dentinin

kurutulmasi) teknigi ile de yiiksek baglanma degerlerine ulasabilmektedir (106,107).

2.3.3.2. Self etch (kendinden piiriizlendirmeli) dental adeziv sistemler

Etch and rinse sistemlerden farkli olarak self etch adezivler yikama islemi
gerektirmemekle birlikte mine ve dentini ayni anda piriizlendirip primer
uygulamasina olanak saglamaktadir. Bu sistemler daha kisa ¢alisma zamani, daha az
uygulama basamagina sahip olmasi ve daha az teknik hassasiyete gerektirmesi gibi
avantajlara sahiptir (102, 108-110). Ek olarak, self etch adezivler ile yapilan
restorasyonlarda anlamli diizeyde daha az post-operatif hassasiyet bildirilmigtir (111-

113).

Self etch adezivler, self-etch primer ve adeziv rezinin ayni ya da ayri sisede
bulunmasina bagli olarak iki asamali ya da tek asamali olarak adlandirilirlar. Tek
asamali self etch adezivler de iki komponentli ya da tek komponentli olmak iizere iki
alt gruba ayrilabilir. Aktif iceriklerin sudan ayrilmasina bagli olarak (fonsiyonel
monomerlerin sudan ayrilmasi gibi) tek komponentli self etch adezivlerin raf omrii
daha kisadir ancak iki komponentli self etch adezivlerde kullanim 6ncesinde sisenin

calkalanmasi gerekmektedir (19).

Tek asamali self etch adezivler iceriginde hem hidrofobik hem de hidrofilik
monomerleri igermeleri nedeniyle tam bir karisimin elde edilmesi zordur. Genel
olarak birincil baglanma acisindan ¢ok basamakli adezivlere gore daha diisiik bir

baglanma dayanikliliklart vardir (17, 114).

Az sayidaki su icermeyen self etch adezivler disinda biitiin self etch adezivler
su icermektedir ve bu da aseton bazli etch and rinse adezivlerde oldugu gibi nemli

baglanma gibi teknik hassasiyeti yiiksek bir uygulama gerektirmektedir (115).
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Teorik olarak self etch adezivlerde dis yiizeyinde demineralizasyon ve
infiltrasyon ayn1 anda olmaktadir ve demineralize olan biitiin alanda rezin
infiltrasyonu goriilmektedir (116). Ancak demineralizasyon derinligi arttik¢a asidik
monomerler disin yapisindaki mineraller ile tamponlanirlar ve dentini asitleyebilme

ozelliklerini kaybederler (117, 118).

Self etch adezivler ayn1 zamanda ph derecelerine gore; hafif, orta dereceli ve

kuvvetli self etch adezivler olmak iizere 3 gruba ayrilmaktadirlar.

Hafif self etch adezivler: Hafif self etch adezivlerin ph’st 2’nin iistiindedir,
ancak ph’s1 yaklasik olarak 2,5’ un iistiinde olanlar ise ultra hafif self etch adezivler

olarak adlandirilmaktadir.

Ultra hafif self etch adezivler; dentinde bariz bir demineralizasyona neden
olamadigi i¢in olusan baglanma nano-etkilesim tabakasi olarak adlandirilir. Minenin
dentine gore daha fazla hidroksiapatit igermesiyle nedeniyle, adeziv tarafindan
salinan hidrojen iyonlar1 mine tarafindan daha fazla notralize edilmekte ve istenilen

diizeye ulasamadan etkinligini kaybetmektedir (119).

Hafif self etch adezivler; dentini sadece parsiyel olarak demineralize ederler
ve kollajen fibrillerin etrafinda bir miktar hidroksiapatitin ¢éziinmeden kalmasina
neden olurlar (19). Hibridizasyon ile birlikte saglanan mikro mekanik kilitlenmeye
ek olarak, hafif self etch adezivlerin igerdikleri fonsiyonel monomerler submikron
hibrit tabakada ¢6ziinmeden kalan hidroksiapatit yapidaki kalsiyum ile baglanma
saglarlar. Bu iki yonlii baglanma mekanizmasinin baglanma etkinligi ve siiresi
acisindan bir avantaj olabilecegi diistiniilmistiir (120). Ayrica kollajen yapi etrafinda
c¢oziinmeden  kalan  hidroksiapatit = baglanmanin  zamanla  bozulmasini
engellemektedir. Hafif self etch adezivlerin en Onemli dezavantaji ise mineye

baglanma 6zelliklerinin zay1f olmasidir (13).

Orta dereceli self etch adezivler; 1-2 arasinda bir ph degerine ve genellikle 1-
2 um tesir derinligine sahiptirler ve ¢6ziinmemis hidroksiapatit igerirler (19). Bu

adezivler hafif self etch adezivlere gore daha asidik bir yapiya sahip olmalari
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nedeniyle hem mine ve hem de dentine baglanmalar1 daha etkilidir. Hafif self etch
adezivlerde hibrit tabakada ¢oziinmeden oldugu gibi kalan hidroksiapatit bu

adezivlerde de baglanmanin zamanla bozulmasini 6nlemektedir (19, 51).

Kuvvetli self etch adezivler; 1 den daha az bir ph degerine sahiptirler. Hem
mine hem de dentinde derin bir demineralizasyona neden olmaktadirlar. Bu
adezivlerde etch and rinse adezivlerde oldugu gibi ¢oziinmiis kalsiyum fosfat aciga
cikmaktadir ve etch and rinse sistemlerden farkli olarak yikanarak ortamdan
uzaklastirilmamaktadir. Gomiilii kalan bu kalsiyum fosfatlar akdz ortamda stabil

degildir ve ylizeyler arasindaki biitlinliigii zayiflatir (19).

Yapilan ¢aligmalar gostermistir ki minenin asitlere kars1 daha direngli olmasi
nedeniyle kuvvetli self etch adezivlerin mineye baglanmasi oldukg¢a iyi olsa da
baglanma siiresi ve restorasyon Omrii agisindan dentine baglanmada yetersiz
kalmaktadir (121-123). Bu nedenle mineye baglanma i¢in etch and rinse sistemler

yeterli iken, self etch sistemler yetersiz kalabildigi bildirilmistir (51, 92-94).

2.3.3.3. Multimod dental adezivler

Giliniimiiz adeziv teknolojisinin egilimi, uygulama basamaklarinin azaltilmasi,
klinik uygulama siiresinin kisaltilmas1 ve teknik hassasiyetinin azaltilmasi ile
baglayict ajanin uygulanmasini kolaylastirmaktir (13). Self etch adezivler cok
basamakli etch and rinse adezivler ile karsilastirildiginda daha hizli uygulama
prosediirii ve daha az post operatif hassasiyet goriilmesi gibi avantajlara sahiptir
(111, 112). Self etch adezivler smear tabakay1 yiizeyel olarak demineralize ederler ve
hibrit tabaka i¢inde smear tabaka, rezin, kollajen ve mineral birlesir ve yiizeyel
kisimda olusan rezin tagler etch and rinse sistemlerde goriilen post operatif
hassasiyetin olusumunu Onleyebilirler. Etch and rinse sistemlerde goriilen post
operatif hassasiyetin nedeni adeziv rezinin kollajen ag icerisine tam olarak infiltre
olmamasi olabilir (108, 116, 124, 125). Ek olarak self etch adezivlerde biitiin
monomerlerin (asit, primer ve baglayicit ajan) tek sisede toplandigi ve tek bir
basamakta uygulama yapmaya olanak saglayan tek asamali self etch adezivler

uygulama islemini daha da kolaylastirmaktadir (124). Baslangi¢ baglanma degerleri
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olarak tek basamakli self etch adezivler umut vaad eden performanslar gosterse de,
uzun dénemdeki baglanma degerleri agisindan altin standart olarak kabul edilen 3
asamali etch and rinse adezivlere gore daha alt diizeyde kalmaktadir (105, 124, 126,
127).

Adeziv teknolojisinde son olarak universal ya da multimod olarak
adlandirilan ve hem self etch hem de etch and rinse olarak kullanilan tek sise

adezivler iiretilmistir.

Bu multimod adezivler ayn1 zamanda hem self etch hem de etch and rinse
sistemlerin avantajini bir arada bulundurmakta ve minenin selektif olarak asitlenmesi

tekniginin uygulanmasina da olanak saglamaktadir (128).

Biitiin sekillerde uygulanabilen bir adezivin varligi kavite preperasyonu
sonrasinda en uygun adeziv protokoliiniin tercih edilebilmesine olanak saglamaktadir
(129).

Self etch adezivler mineyi fosforik asit ile ayni derinlikte asitleyemezler ve
bunun sonucunda klinik ¢aligmalarin gosterdigi gibi mineye zayif baglanma ve mine
kenarlarinda ayrismalar gozlenir (108). Bu durumun iistesinden gelmek igin self etch
adezivlerin uygulanmasi Oncesinde minenin selektif olarak asitlenmesi
onerilmektedir (22, 130). Hafif dereceli self etch adezivlerin dncesinde minenin

selektif olarak asitlenmesi uygun bir alternatif olarak kabul edilmektedir (129).

Klinik olarak fosforik asitin dentine tasmadan sadece mineye uygulanmasi
ozellikle diisiik viskoziteli jeller veya sivi asitler kullanildiginda ¢ok zordur. Aym
zamanda bazi dishekimleri minenin tam olarak asitlendiginden emin olmak i¢in
minedeki tebesirimsi yapiy1 gorebilmek i¢in mineyi kurutmaktadirlar ve bu da asitle
piirtizlendirilmis dentinde kollajenlerin tam olarak rezin ile sarilmasini 6nlemekte ve
hidroliz sonucu degredasyona ve baglanma siiresinde azalmaya neden olmaktadir
(131, 132). Bazi self etch adezivlerin asitle piiriizlendirilmis dentin yiizeyine
uygulanmasiyla ayni  adezivin  piirlizlendirilmemis  dentine  uygulanmasi

karsilagltirildiginda baglanma dayanikliliklarinin azaldigi goriilmiistiir (133-135).
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Bu komplikasyondan kag¢inmak i¢in multimod bir adezivin uygulanmasimnin daha

uygun olabilecegi diistiniilmektedir (129, 136).
2.4. Adeziv Sistemler ile Tlgili Olarak Kullanilan Terimler

Mikrosizinti; bakterilerin, agiz sivilarinin, molekiillerin ve iyonlarin kavite
duvarlan ile kaviteye uygulanan restorasyon materyali arasindaki gecisi olarak
tanimlanmaktadir (137-139). Kavite duvarina restorasyon materyalinin iyi bir sekilde
adapte olmamasi ve iyi bir yalitim saglanamamasina bagli olarak, kenar aralii, plak
birikimi, bakteri ve toksinlerinin gegisi olusacak, bunun sonucunda kenar
renklesmesi, post-operatif hassasiyet, sekonder c¢iiriik, diseti iltthab1 ve pulpa
hastaliklar1 gibi istenmeyen durumlar meydana gelecektir (139-141). Klinik olarak,
pulpa irritasyonunda restoratif materyallerin kimyasal toksisitesinden daha cok
bakteriler neden olmaktadir. Bu nedenle mikrosizinti restoratif materyallerin

basarisinda ¢ok 6nemli bir parametredir (142).

Nanosizinti: Ik kez Sano ve ark.’1 tarafindan “Hibrit tabaka ile rezin arasinda
marjinal aralik olmaksizin meydana gelen ve 50 nm’ yi gecmeyen sizint1” olarak
tanimlanmistir (104). Mineralize dentin yaklasik olarak %50 mineral, %30 kolajen
ve %20 sudan olusur (42). Asitle piiriizlendirme islemi sirasinda dentinin %50°lik
mineral kisim tamamiyle ¢oziinliir ve yikama islemi esnasinda suyla yer
degistirmekte ve su igerigi %70’e yiikselmektedir. Asitleme islemini takiben olusan
bonding ajaninin infiltrasyonu esnasinda suyun tamamiyla bonding ajaninin yer
degistirmesi beklense de (143) artik olarak kalan ¢oziicii ve dentin tiibiillerinden
disar1 dogru olan sivi akisina bagli olarak su ve baglayict ajanin yer degistirmesi
ideal bir sekilde ger¢eklesmemektedir (144, 145). Bunun sonucunda su ile dolu
kollajen fibrillerinde tam olmayan bir rezin infiltrasyonu olusmaktadir (54). Bu
durum polimerize olmus hibrit tabaka icerisinde sudan zengin rezin agisindan zayif
olan kiiciik bolgeler olugsmasina neden olur. Bu bdlgeler hibrit tabaka ve dentin
arasinda sizintiya neden olur ve nanosizint1 olarak tanimlanir. Zaman igerisinde tam
olarak hibridize olmamis kollajenlerin degredasyonu ile nanosizinti miktari

artmaktadir (146). Nanosizint1 klinik olarak kisa donemde islem sonrasi hassasiyete,
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uzun donemde ise marjinal renklenme, sekonder ciiriik ve restorasyonun kaybi

nanosizintt sonucu olusabilecek durumlardir (147).
Iki farkli nanosizint1 paterni bulunmaktadir.

1. Self etch adezivlerde tam olarak gerceklesmeyen rezin infiltrasyonundan
kaynaklanan ve hibrit tabakasinda noktali goriintiiniin olusturdugu patern
2. Adeziv tabakada, biiylik bir olasilikla suyun tamamen uzaklastirilamamis

olmasindan kaynaklanan retikiiler patern.

Hibrit tabaka: Glinlimiiz adeziv restoratif materyallerinin temel baglanma
mekanizmas1 hibrit tabakanin olusumuna dayanmaktadir. Hibrit tabaka ilk olarak
Nakabayashi tarafindan demineralize dentin yiizeyine ve kanallarina monomerlerin
infiltrasyonu ve sonrasinda polimerizasyonu olarak tanimlanmistir. Dis sert
dokularinda olugsan mikromekanik baglanma tabakasina hibrit tabakasi ya da rezin ile

giiclendirilmis bolge adi verilmektedir (148, 149).

Hibrit tabakasi olusumunda asit uygulamasi sonrasi demineralize edilmis

dentinin gegirgenligini korumasi en 6nemli etkendir (42).

Hibrit tabaka ile ilgili yapilan bir¢cok ¢alisma sonucunda bir¢ok adeziv sistem
ile elde edilen hibrit tabaka kalinligimin 1-5 mikrometre arasinda degistigi
bildirilmistir. Ornegin self etch adezivlerle 1 mikrometreden daha az kalinlikta olan
hibrit tabaka, etch and rinse adezivlerle 5 mikrometre kadar kalinliga kadar

ulagmaktadir (76, 106, 148)

Hibrit tabaka kalinligin1 etkileyen bir diger faktor de dentinin asitlenmesi
sonrasinda olusan demineralizasyonun derinligidir. Olusan demineralizasyon miktar1
dentinin mineral yogunlugu, kimyasal icerigi ve morfolojik Ozellikleri ile de

degisebilmektedir.

Giiniimiizde hibrit tabakanin kalinliginin baglanma dayanimi iizerine etkisiyle

ilgili bir fikir birligi bulunmamaktadir. Nakajima ve ark. ve Perdigao ve ark.’nin
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yaptiklar1 ¢alismalarda baglanti kuvveti ve hibrit tabakasinin kalinligi arasinda bir

iliski bulunmadig bildirmislerdir (150, 151).

Islak/nemli baglanma (wet-bonding): Dentin adezivlerdeki en Onemli
gelismelerden biri 1990’ larin baslarinda Kanca tarafindan ‘islak baglanma’ teriminin
tanimlanmasidir (152-154). Asitleme sonrasinda dentin hava ile kurutulursa kollajen
fibril aglar1 ¢oker ve rezin infiltrasyonu igin geg¢irgen olmayan bir hal alir (54). Buna
ragmen rezin infiltrasyonu ve retansiyonu saglanabilir ancak dentin tiibiillerinde
hibridizasyon olusamaz. Asitle piiriizlendirilmis tabakada kalan agiga ¢ikmis ¢iplak
kollajen fibriller yavasga hidrolize olurlar ve rezin ve dentin arasinda bosluk olusur.
Kanca asitle piiriizlendirilmis dentinde bir miktar su birakilmasinin baglanma

kuvvetini iki katina ¢ikarabilecegini bildirmistir (152, 155, 156).

Klinikte dentine adeziv uygulamasi dncesinde ylizeyde birakilmasi gereken
ideal nem miktarin1 belirlemek zordur. Laboratuvar c¢alismalari, asir1 kurutulmus
dentinin HEMA gibi sulu ¢ozeltilerle tekrar nemlendirilmesinin asitlenmis dentinin
1slanabilirligini arttirdigini ve baglanma kuvvetlerini normal diizeylere ¢ikardigin
gostermektedir (87, 157). Yapilan bir ¢alismada ise asitlemeden sonra fazla nemin,
nemli bir pamuk pelet, tek kullanimlik firca veya kagit mendil ile alinmasinin

baglanma kuvvetlerini olumsuz etkilemedigini bildirmektedir (158).

2.5. Siit ve Daimi Disler Arasindaki Farkhhklar

Siit ve daimi digler arasinda hem morfolojik hem de histolojik farkliliklar
bulunmaktadir. Siit disleri anatomik olarak daimi dislerden daha ufak boyuttadir ve
ozellikle okluzo-servikal yonde daha kisadirlar. Bu nedenle servikalde bogumlanmis
bir goriintii sergilerler. Histolojik olarak bakildigina temel farkliliklar mine ve
dentinin kalinlik ve icerigindeki farkliliklar ile pulpadaki farklilasmamis mezensimal

hiicrelerin fazlalig1 olarak bildirilmistir (159).

Siit dis minesinin kalinligi daimi dise gore yaklasik yarist kadardir ve
aprizmatik bir tabaka ile ortiiliidiir. Ek olarak siit dislerinde hidroksiapatit
kristallerinini dizilimi diizenli degildir (160).
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Siit disi minesinin daimi dis minesine gore organik iceriginin fazla olmasi,
mine prizmalarinin yiizeyde daha genis agiyla sonlanmasi ve aprizmatik tabakanin
daha kalin olmas1 gibi yapisal farkliliklar1 nedeniyle asit uygulama siiresinin daha
fazla olmasi gerektigi diisiiniilmiistiir (161). Yapilan ¢aligmalar sonucunda siit disi
minesinin 10 ve 20 sn. piiriizlendirilmesinin saglam siit disi minesinde zayif bir
puriizlendirme olusturdugunu, 60 sn. piiriizlendirilen minenin ise asir1 piiriizlenme
paterni gosterdigi saptamistir. Sonug olarak da siit disi minesinin %35-40’1ik fosforik
asitle 30 sn. piiriizlendirilmesinin giivenli ve etkili oldugu sonucuna varilmistir (162,

163).

Literatiirdeki ve adeziv sistemlerdeki hizli gelismelere ragmen ideal bir
restorasyon i¢in kontrol edilmesi gereken birgok parametre oldugu goriilmektedir.
Mikrosizinti restorasyonlarin klinik basarisini etkileyen ve kenar renklesmesi, post-
operatif hassasiyet, sekonder ciirlik, diseti iltihabi ve pulpa hastaliklar1 gibi
istenmeyen durumlara sebep olan Onemli parametrelerden biridir. Bu tez
calismasinin amaci adeziv dishekimliginde yeni bir konsept olan multimod
adezivlerin piyasada siklikla kullanilan baz1 adezivlerle siif I kavitelerde
mikrozisinti agisindan karsilastirilmasidir. Ikincil olarak da adezivlerin farkh
uygulama metodlarinin ve uygulanan disin daimi ya da siit disi olmasinin

mikrosizintiya etkilerinin anlagilmasi1 amaglanmaktadir.

Bu c¢aligmada test etmek istedigimiz baslangi¢ hipotezlerimiz sunlardir. 1.
Kullanilan adeziv materyale ya da materyalin kullanildig1 metoda bagli olmaksizin
diste goriilen mikrosizint1 miktar1 degismemektedir. 2. Siit ve daimi dislerin yapisal
ve kimyasal farkliliklarina bagli olarak iki tip diste restorasyon sonrasi goriilen

mikrosizint1 miktarlar degisiklik géstermektedir.
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3. GEREC VE YONTEM

Bu arastirma Baskent Universitesi Tip ve Saglik Bilimleri Arastirma

Kurulu’nun onay1 ve destegi ile yiiriitiilmiistiir (Proje No: D-DA13 03).

Bu ¢alismada iki multimod adezivin (Single Bond Universal ve All Bond
Universal /SBU ve ABU )farkli metotlara uygulamalarinin, iki asamali self etch
(Clearfil SE /CSE) ve bir tek asamali self etch (Tri-S Bond Plus/TSB)’in farkli
metodlarla uygulanmasi ve bir etch &rinse adeziv sistem ile (Single Bond 2/SB2)
karsilastirilarak daimi dislerin ve siit dislerinin simif I kompozit restorasyonlarinda

meydana gelen mikrozisinti miktarina etkilerinin degerlendirilmesi amaglanmustir.
3.1. Dislerin Toplanmasi ve Saklanmasi

Calismada Baskent Universitesi Dis Hekimligi Fakiiltesi Agiz, Dis-Cene
Cerrahisi Bilim Dali’nda ortodontik nedenlerle ¢ekilen ciiriiksiiz ve restorasyonsuz
disler arasindan secilen toplam 110 adet siit disi ve ¢iiriiksiiz ve restorasyonsuz 110
adet ticlincii biiyiikk az1 disi kullanilmistir. Secilen dislerde catlak, hipoplazi ya da
clirik olmamasma dikkat edilmis, bu tip disler ¢alisma disinda birakilmistir.
Cekilmis disler anonimize edilerek deney giinline kadar en fazla 3 ay olmak iizere
oda sicakliginda distile su icinde saklanmistir. Distile su her on giinde bir

yenilenmistir.
3.2. Orneklerin Hazirlanmasi

Tiim dislere dentini icine alan okluzal yiizeyde 3 mm genisliginde 4 mm
derinliginde smif I kaviteler elmas fissiir frezler (#10) ile agilmustir (Sunshine
Diamonds, Langenhagen, Almanya). Her dort diste bir kullanilan frez
degistirilmistir. Siit ve daimi disler randomize sekilde her biri 10’ar 6rnekten olusan
11 gruba ayrilarak asagidaki protokollerle restore edilmislerdir (Grafik 1 ve 2).

Yapilan kuvvet analizi sonucunda yaklasik olarak %90 giivenilirlikte calismak
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amaciyla toplamda 40 kesit elde edebilmek i¢in herbir grup 10’ar disten olusmustur

(164).

- d

Sekil 3.1. Kavite preparasyonu dncesi siit diginin goriintiisii

Sekil 3.2. Kavite preparasyonu dncesi daimi digin goriintiisii

Olusturulan gruplar asagida anlatilan protokollere gore uygulanmistir.

1.

2.

Grup:
Grup:
Grup:
Grup:
Grup:
Grup:
Grup:

Grup:

All Bond Universal: Total etch uygulama

All Bond Universal: Selektif etch uygulama
All Bond Universal: Self etch uygulama
Single Bond Universal: Total etch uygulama
Single Bond Universal: Selektif etch uygulama
Single Bond Univesal: Self etch uygulama
Celarfil SE Bond: Selektif etch uygulama

Clearfil SE Bond: Self etch uygulama
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Grup: Clearfil Tri-S Bond Plus: Selektif etch uygulama

Grup: Clearfil Tri-S Bond Plus: Self etch uygulama

Grup: Single Bond 2: Total etch uygulama

DAIMI DIS
N=110
= N =< 3o
SBU TSB CLSE
— N N N ETCH&RINSE
——sglektif [—selektif ——selektif —selektif
etch etch etch etch
—6tch [—¢6tch — >, —"
i : self etch self etch
nnse rnnse ~ ~
L~ L
self etch self etch
S S
Sekil 3.3. Daimi dislerde gruplarin dagilimi
SUT Disl
(N=110
A P Py A 582
ABU SBU TSB CLSE :
- - - -~ ETCH&RINSE
—selektif [—selektif ——selektif [—selektif
etch etch etch etch
—étch —¢étch — >, —
. ) self etch  self etch
nnse nnse ~— ~—
I N L N
self etch  self etch
S S

Sekil 3.4. Siit dislerinde gruplarin dagilimi
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3.2. Kavitelerin Hazirlanmasi

Her grupta on dis olmak {izere siit disleri kendi aralarinda rastgele olusturulan
on bir, daimi disler kendi aralarinda rastgele olusturulan on bir gruba ayrilmistir.
Adeziv sistemler firma kullanim talimatlarina gore uygulanmistir. Tiim kaviteler bir

mikrohibrid kompozit olan Filtek Z250 (renk A2) ile restore edilmistir.

3.3. Adeziv ve Restoratif Materyallerin Uygulanmasi

All Bond Universal (ABU)

All Bond Universal 1. ,2. ve 3. gruplara uygulanmistir. 1. grupta siit ve daimi
dislerin mine ve dentinleri total olarak, 2. gruptaki siit ve daimi dislerin ise sadece
mineleri %35°lik ortofosforik asit jel ile 15 sn boyunca asitlenmistir. Asitleme
isleminden sonra asit jelinin uzaklastirilmasi icin dis ylizeyleri 15 sn boyunca su ile
yikanmis ve yiizeydeki fazla su nemli pamuk pelet ile uzaklagtirilmistir. 3. gruba
ortofosforik asit jel uygulamasi yapilmamistir. Her ii¢ grupta da adeziv uygulamasi
aym sekilde yapilmistir. Biitiin dis yiizeylerine 2. gruptaki siit ve daimi dislerin
sadece mineleri 15’er saniye olacak sekilde 2 kat ABU adeziv microbrush yardimiyla
uygulanmis ve en az 10 sn olacak sekilde yiizeyde materyal hareketi gozlenmeyene
kadar basingli hava verilerek adeziv inceltilmistir. Hilux 200 151k cihazi ile 10 sn 151k

verilerek polimerizasyon saglanmustir.

Single Bond Universal (SBU)

4.,5. ve 6. gruplara tek asamali SBU adeziv uygulanmistir. 4. gruptaki siit ve
daimi dislerin mine ve dentinleri total olarak, 5. gruptaki siit ve daimi dislerin ise
sadece mineleri 15 sn boyunca %35’lik ortofosforik asit ile asitlenmistir. Asitleme
isleminden sonra asit jelinin uzaklastirilmasi icin dis ylizeyleri 15 sn boyunca su ile
yikanmig ve yiizeydeki suyun fazlasi nemli pamuk pelet ile uzaklastirilmistir. 6.
gruba ortofosforik asit jel ile asit uygulamasi yapilmamistir. Daha sonrasinda her ii¢
grubun mine dentinine SBU 20 sn boyunca microbrush ile uygulanmigtir. Dis

ylizeyinde adeziv hareketi goriilmeyene kadar (yaklasik 5 sn) ylizeye basingli hava
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verilerek adeziv inceltilmistir. Hilux 200 151k cihazi ile 10 sn boyunca 1s1k verilerek

adezivin polimerizasyonu saglanmigtir.

Clearfil SE Bond (CSE)

7. ve 8. gruplara iki asamali self etch adeziv olan CSE uygulanmstir. 7.
grupta siit ve daimi dislerin sadece mineleri 15 sn boyunca %35’lik ortofosforik asit
jel ile asitlenmistir. Asitleme sonrasinda asit jelin yiizeyden uzaklastirilmasi igin dis
ylizeyleri 15 sn boyunca su ile yikanmistir. Yiizeyde kalan suyun fazlasi nemli
pamuk pelet ile uzaklastirilmistir. 8. gruptaki siit ve daimi diglere asit jel uygulamasi
yapilmamistir. Her iki gruptaki siit ve daimi dislerin mine ve dentinlerine primer 20
sn boyunca kitin i¢inden ¢ikan 6zel firga ile uygulanmistir. Daha sonrasinda basingh
hava ile solvent yiizeyden uzaklastirilmistir. Ikinci asama olarak bond 10 sn boyunca
kitten ¢ikan Ozel firca ile mine ve dentin yilizeyine uygulanmig ve miimkiin
oldugunca uniform bir tabaka olusana kadar ylizeye basin¢li hava uygulanmstir.
Olusan tabaka 10 sn boyunca Hilux 200 1s1k cihazi ile 10 sn boyunca polimerize

edilmistir.

Clearfil Tri-S Plus Bond (TSB)

9. ve 10. gruplara tek asamali self etch olan TSB uygulanmustir. 9. gruptaki
stit ve daimi dislerin mineleri selektif olarak %35°lik ortofosforik asit jel ile
asitlenmistir. Asitleme sonrasinda dis yilizeyindeki asit jelin uzaklastirilmas1 amaciyla
15 sn boyunca yikanmistir. Yikama sonrasinda yiizeyde kalan suyun fazlasi nemli
pamuk pelet ile uzaklastirildi. 10. gruptaki dislere asit uygulamasi yapilmamistir. Her
iki gruptaki dislerin mine ve dentinlerine TSB microbrush yardimiyla 10 sn boyunca
uygulanmistir. Yiizeyde bond hareketi goriilmeyene kadar (en az 5 sn) ylizeye
basingli hava uygulanmigtir. Daha sorasinda 10 sn boyunca Hilux 200 ile bond

tabakasi polimerize edilmistir.
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Single Bond 2 (SB2)

11. gruptaki dislere 5. nesil etch and rinse sistem olan SB2 uygulanmistir. Bu
gruptaki siit ve daimi dislerin mine ve dentinleri 15 sn boyunca %35’lik ortofosforik
asit jel ile asitlenmistir. Asit jeli dis ylizeyinden uzaklastirmak icin dis yiizeyi 15 sn
boyunca su ile yikanmistir. Dis ylizeyinde kalan suyun fazlasi, yiizeyden nemli
pamuk pelet ile uzaklagtirilmistir. Daha sonrasinda adeziv 15 sn boyunca iki kat
olacak sekilde mine ve dentine uygulanmistir. Dis ylizeyinde herhangi bir adeziv
hareketi gozlenmeyene kadar basingli hava nazik¢e uygulanmis ve 10 sn boyunca

Hilux 200 151k cihazi ile 20 sn boyunca polimerizasyon yapilmistir.

Kullanilan adeziv sistemler, igerikleri ve uygulama bigimleri Tablo 3.1’ de ve
Sekil 3.5’te yer almaktadir. Final restorasyon materyali olarak Filtek Z250 kompozit
rezin kullanilmistir. Filtek Z250 A2 kompozit, tabakalama teknigiyle (ilk tabaka
gingival duvara dogru oblik, ikinci tabaka okliizale dogru oblik ve son tabaka ise
bukkalde kalan boslugu kapatacak sekilde diiz olarak) yerlestirilmistir. Her bir tabaka
icin 20 sn 151k uygulanarak polimerizasyon saglanmistir. Polimerizasyon igin 151k
cihaz1 400-500 nm dalga boyuna, 800 mW/cm2 1s1k giiciine sahip quartz tungsten
halojen 1s1k kaynagi olan Hilux 200 kullanilmistir(Benlioglu Dental Inc., Ankara,
Tiirkiye).Tiim restorasyonlarin polisaj islemleri labut tarzda sari lastik frez ile
yapilmistir(Nais, Sofya, Bulgaristan). Polisaj islemi sonrasinda disler akan su altinda

yikanmuistir.

30



Sekil 3.5. Calismada kullanilan adeziv sistemler

Tablo 3.1. Caligmada kullanilan adeziv sistemlerin igerigi ve kullanim talimatlar1 (165-170)

3. On sn boyunca
adeziv polimerize
edilir.

URUN ADI ICERIK SELF-ETCH ETCH AND | SELEKTIF-
LOT UYGULAMA RINSE ETCH
NUMARASI UYGULAMA UYGULAMA
All Bond | MDP l.adeziv her kat | 1.%35’lik 1. %35°1ik
Universal 15 sn olmak iizere | ortofosforik asit | otrofosforik — asit
1300005184 Bis-GMA 2 kat olarak | 15 sn boyunca | dis minesine 15
microbrush hem mine hem de | sn boyunca
HEMA yardimiyla dentine uygulanir. | uygulanir.
ovalanarak 20n  bes sn |2 Geri kalan
Etanol uygulanir. Her iki | boyunca islemler etch and
uygulama yikanarak asit dis | rinse metodunda
Su arasinda 151k | yiizeyinden oldugu gibi
uygulanmaz. uzaklagtirilir. uygulanmaya
Bagslaticilar 2. Cozictniin | 3. Suyun fazlas1 | devam edilir.
fazlas1 hava su | nemli bir pamuk
spreyi ile | pelet ile
materyalde uzaklagtirilir,
hareket 4. Adeziv self
gorillmeyene etch  metodunda
kadar oldugu  sekilde
buharlagtirilir. uygulanir.

31




Tablo 3.1. (devam) Calismada kullanilan adeziv sistemlerin igerigi ve kullanim talimatlari (165-170)

URUN ADI ICERIK SELF-ETCH ETCH AND | SELEKTIF-
LOT UYGULAMA RINSE ETCH
NUMARASI UYGULAMA UYGULAMA
Single Bond | MDP fosfat | 1. Adeziv tek kat | 1. %35°lik | 1. %35’lik
Universal monomeri olacak sekilde 20 | ortofosforik asit | otrofosforik asit
494759 sh boyunca | 15 sn boyunca | dis minesine 15
Dimetakrilat mikrobrush hem mine hem de | sn boyunca
rezinler yardimiyla dentine uygulanir. | uygulanir.
ovalama hareketi | 2.0nsn boyunca | 2.  Geri kalan
HEMA yapilarak kaviteye | yikanarak asit dig | islemler etch and
uygulanir. Gerekli | ylizeyinden rinse  metodunda
Metakrilat ile | goriliirse uzaklagtirilir. oldugu gibi
modifiye edilmis | aplikatér yeniden | 3. 1ki sn hava | uygulanmaya
polialkonoik asit | 1slatilabilir. spreyi devam edilir.
kopolimeri 2. Yiizeyde | uygulanarak dis
adeziv  hareketi | yiizeyi kurutulur.
Doldurucular goriilmeyene 4. Adeziv self
kadar(yaklagik 5 | etch metodunda
Etanol sn boyunca h)ava | oldugu  sekilde
spreyi nazikse | uygulanir.
Su uygulanir.
3. On snsn
Baslaticilar boyunca 151k ile
polimerize edilir.
Silan
Clearfil SE Bond | 1. Primer: 1.  Primer dis 1. %35°1ik
Primer: 2U0022 MDP yiizeyine 20 sn ortofosforik  asit
Bond: 2T0039 boyunca sadece  mineye
Bis-GMA uygulanir. uygulanir ve asiti
2. Primerin yiizeyden
Kamforokinon igerigindeki uzaklastirmak igin
buharlasabilen en az 15 sn
Hidrofilik materyalin boyunca yikanir.
dimetakrilat uzaklagmasi ig¢in 2. Geri kalan
hava su spreyi islemler etch and
2.Bond: uygulanir rinse metodunda
MDP 2. Sonrasinda dig oldugu gibi
Bis-GMA yiizeyine ~ bond uygulanmaya
uygulanir ve devam edilir.

Kamforokinon

Hidrofobik
dimetakrilat

Kolloidal silika

N,N-dietanol  p-
toliodin bond

ylizeyde materyal
hareketi
goriilmeyene
kadar hava su
spreyi uygulanir
4. On sn boyunca
151kla ile
polimerize edilir.
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Tablo 3.1. (devam) Calismada kullanilan adeziv sistemlerin igerigi ve kullanim talimatlar1 (165-170)

URUN ADI ICERIK SELF-ETCH ETCH AND | SELEKTIF-
LOT UYGULAMA RINSE ETCH
NUMARASI UYGULAMA UYGULAMA
Clearfil Tri-s | MDP 1.Uygulama 1. %35’lik
Plus Bond fircas1 ile adeziv ortofosforik  asit
2F0039 Hidrofilik tim kavite sadece  mineye
dimetakrilat duvarlarina uygulanir ve asiti
Uygulanir ve 10 yiizeyden
Hidrofobik saniye beklenir uzaklastirmak igin
dimetakrilat 2. Bond hareket en az 15 sn
etmeyene dek, en boyunca yikanir.
Kolloidal silika az 5 saniye olmak 2. Geri kalan
lizere, islemler etch and
kamforokinon tim kavite rinse metodunda
duvarini hafif oldugu gibi
hizlandiricilar hava sikarak uygulanmaya
gereken diizeyde devam edilir.
baslaticilar kurutulur.
4, On sn sn
su boyunca 1sik ile
polimerize edilir.
etanol
2 MET
Sodyum floriir
Single Bond 2 Bis-GMA 1.%35’lik
N446452 ortofosforik  asit
HEMA 15 sn boyunca

Dimetakrilatlar
Etanol

Su

Fotoinitiator
Poliakrilik asit ve
poli-itakonik
asitin  fonsiyonel
metakrilat

kopolimeri

Silika partikiilleri

hem mine hem de
dentine uygulanir.
2. On bes sn
boyunca
yikanarak asit dis
yiizeyinden
uzaklagtirilir.

3. Suyun fazlast
nemli bir pamuk
pelet ile
uzaklastirilir.

4. Adeziv 15 sn
boyunca 2-3 kat
olacak sekilde
hafifi bir ovalama
hareketi ile dise
uygulanir

5. Bes sn boyunca
hafifce hava su
spreyi uygulanir.
6.0n sn boyunca
151k ile polimerize
edilir.
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3.2.4. Mikrosizint1 Deneyi

Mikrosizintt miktarlarinin ~ belirlenmesi i¢in  boya penetrasyon testi
kullanilmistir. Boya penetrasyon testi Oncesinde orneklere 5-55+20C’de, bekleme
stiresi 15 sn. ve transfer zamani 10 sn. olacak sekilde 1000 kez termal siklus
uygulanmstir. Termal siklus prosediirii, Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakiiltesi
Protetik Dis Tedavisi Anabilim Dali Egitim ve Arastirma Laboratuvari’nda bulunan
cithazda gergeklestirilmistir (Niive Sanayi Malzemeleri, Ankara, Tiirkiye Sekil 3.8)
Termal sikliis islemi sonrasinda restorasyon disindaki bolgelerden boya gecisini
engellemek i¢in 6rneklerin apeksleri boxing mumu ile kapatilmis ve restorasyonlarin
cevresindeki 1 mm’lik alan disinda kalan yerler ii¢ kat tirnak cilas1 (Flormar ,
Tiirkiye) ile kaplanmustir. Orneklerin hazirlanmasi tamamlandiktan sonra drnekler
9%0,5’lik bazik fuksin ic¢erisinde 24 saat bekletilmistir. Daha sonrasinda ornekler bol
su altinda yikandiktan sonra seffaf akrilik igerisine gomiilmiistiir (Sekil 3.6, 3.7).

Kesit alinabilmesi amaciyla dislerin kron kisimlar1 seffaf akrilik rezin
kaliplara gdmiilmiistiir. Otopolimerizasyonu takiben, Ankara Universitesi Dis
Hekimligi Fakiiltesi Protetik Dis Tedavisi Anabilim Dali’nda bulunan hassas kesme
cihazinda (Metkon, Bursa, Tiirkiye, Sekil 3.9) 250 rpm devir ve su sogutmasi altinda
her 6rnekten bukkolingual yonde kesitler alinmistir. Her bir dis i¢in mezial, orta ve
distal kenardan olmak iizere bukkolingual yonde uzunlamasina ii¢ kesim yapilmistir.
Her diste iki kesit ve her kesitte iki ylizey olmak {izere bir dis i¢in 4 yiizeyde,
toplamda ise 880 ylizeyde mikrosizintt miktarlar1 kantitatif imaj analizi yontemiyle

degerlendirilmistir.

Sekil 3.6. Mikrosizint1 deneyi dncesi akrilik blok igindeki siit diginin goriintiisii
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Sekil 3.7. Mikrosizint1 deneyi 6ncesi akrilik blok i¢indeki siit disinin goriintiisii

Sizint1 miktarlarmin degerlendirilmesi igin her bir 6rnek Ankara Universitesi
Dis Hekimligi Fakiiltesi Protetik Dis Tedavisi Anabilim Dali’nda bulunan
stereomikroskop (Leica, Wetzlar, Almanya, Sekil 3.10) ile 2.5x biyiitme altinda
dijital fotograf makinasi yardimiyla fotograflanarak bilgisayara TIFF formatinda
kaydedilmistir. Mikrosizintt miktarlarinin imaj analizi ile O6lgiilebilmesi icin
fotograflama Oncesinde araliklart 1 mm olan bir cetvel rehber olarak kesitin {izerine
yerlestirilmistir. Tiim bu islemler bittikten sonra 6rnekler agik erisimli bir goriintii
analiz programi kullanilarak (Image] V.134, National Institutes of Health, Bethesta,
Maryland, A.B.D) incelenmistir. Distal ve mezialde goriilen sizint1 miktarlar1 ve tim
kavite uzunlugu ayri ayrt mm cinsinden Olglilmistiir. Daha sonra distaldeki ve
mezialdeki sizint1 oranlar1 toplanarak tiim kavite uzunluguna boéliinmiis ve 100 ile
carpilarak her kesit i¢in sizint1 miktari yiizdesel oran olarak belirlenmistir. Bu sekilde

her dis i¢in e her grup i¢in s1zint1 miktar1 ylizdesel olarak elde edilmistir.

Sekil 3.8. Calismada kullanilan termal sikliis cihazi
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Sekil 3.10. Orneklerde olusan mikrosizint degerlendirmesi i¢in kullanilan 151k mikroskobu
3.3. Istatistiksel Degerlendirme

Mikrosizint1 6l¢iimlerinin istatistiksel analizleri, SPSS 11.5 programi (SPSS,
Chicago, Ilinois, A.B.D) kullanilarak yapilmistir. Kullanilan materyallerin self etch
ve selektif etch etch metotlarinin kenar sizinti miktarlarinin karsilastirilmasi ve
materyallerin selektif etch olarak uygulanmasinin bir etch and rinse materyali olan
SB2 ile karsilastirilmast Kruskal Wallis Varyans Analizi ile yapilmistir (p=0.05).
Her bir materyalin siit ve daimi dislerde sizint1 miktarlarinin karsilastirilmast Mann
Whitney U Testi ile yapilmistir (p=0.05). Tiim degerlendirilmelerde sizint1 var/yok
olarak yapilan siniflamada Ki Kare testi kullanilmigtir (p=0.05).
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4 BULGULAR

Bu calismada All Bond Universal ve Single Bond Universal materyalleri
10’ar adet sit ve daimi dislerde etch and rinse, selektif etch ve self etch olarak
uygulanmistir. Clearfil SE Bond ve Tri- S Plus Bond da 10’ ar adet siit ve daimi
dislerde selektif etch ve self etch olarak uygulanmistir. Single Bond 2 ise altin
standart olarak 10’ar adet siit ve daimi dise etch and rinse olarak uygulanmistir. Bu
calismada materyaller kendi i¢lerinde uygulama metotlarina goére(etch and rinse,
selektif ~ etch,  selft etch) ve  kullanilan  metotlar, materyallere
(ABU,SBU,CSE,TSB,SB2) gore mikrosizinti agisindan karsilagtirilmistir.
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Tablo 4.1. Daimi dislerde kullanilan her bir materyalde uygulama metotlarinin sizintt miktarlar1 agisindan Karsilagtirilmasi

DAIMI DiS
SELEKTIF ETCH SELFETCH ETCH AND RINSE
Ort+SS Ortanca Ort+SS Ortanca Ort+SS Ortanca p
(Min-maks) (Min-maks) (Min-maks)

All Bond 0.030+0.055 0 (0-0.21) 0.310+0.136 0.31(0-0.76) 0.056+0.07 0(0-0.21) 0,000
Universal
Single Bond 0.034+0.058 0 (0-0.23) 0.21240.163 0.24(0-0.61) 0.042+0.06 0(0-0.19) 0,000
Universal
Clearfil SE Bond 0.001+0,008 0 (0-0.54) 0.123+0.139 0.10(0-0.62) - - 0,000™
Tri-S Plus Bond 0.071+0.090 0 (0-0.27) 0.323+0.157 0.32(0-0.65) - - 0,000™
Single Bond 2 0.050+0.08 0(0-0.33)
P 0,000 0,000 0,000

Ort; Ortalama, SS, Standart Sapma, Min; Minimum, Maks; Maksimum
*Kruskal Wallis Varyans Analizi, **Mann Whitney U Testi
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Tablo 4.2. Daimi dislerde kullanilan her bir materyalin sizint1 var/yok olarak karsilagtirilmasi

DAIMI DiS
SELEKTIF ETCH SELFETCH ETCH AND RINSE p”
Si1zint1 var Si1zint1 yok Si1zint1 var Si1zint1 yok Si1zint1 var Si1zint1 yok

n % n % n % n % n % n %
All Bond Universal 11 27.5 29 725 38 95 2 5 16 40 24 60 0,000
Single Bond Universal 12 30 28 70 31 775 9 225 15 375 25 62.5 0,000
Clearfil SE Bond 125 39 975 26 65 14 35 - - 0,000
Tri-S Plus Bond 19 475 21 525 38 95 25 - - 0,000
Single Bond 2 15375 25 62.5
P 0,000 0,000 0,965

*Ki-kare Testi




Daimi dislerde ABU materyalinde selektif etch , self etch ve etch and rinse
metotlar1 arasinda sizintt miktarlar1 farklilik gostermektedir (p<0,001). Self etch
metodu selektif etch ve etch and rinse metotlarindan anlamli derecede daha fazla
sizint1 miktarlarina sahipken, selektif etch ve etch and rinse metotlarinin sizinti

miktarlar1 farklilik gostermemektedir (sirasiyla p<0,001, p<0,001,p>0,05).

Daimi dislerde SBU materyalinde selektif etch, self etch ve etch and rinse
metotlar1 arasinda sizinti miktarlart farklilhik gostermektedir(p<0,001). Self etch
metodu, selektif etch ve etch and rinse metotlarindan anlamli derecede daha fazla
sizintt miktarlarina sahipken, selektif etch ve etch and rinse metotlarinin sizinti

miktarlar1 farklilik géstermemektedir.(sirasiyla p<0,001, p<0,001,p>0,05)

Daimi dislerde CSE materyalinde selektif etch ve self etch metotlar1 arasinda
sizintt miktarlar1 farklilik gostermektedir(p<0,001). Self etch metodu selektif etch

metodundan anlamli derecede daha fazla sizint1 miktarlarina sahiptir.

Daimi dislerde TSB materyalinde selektif etch ve self etch metotlar1 arasinda
sizint1 miktarlar1 farklillk gostermektedir(p<0,001).Self etch metodu selektif etch

metodundan anlamli derecede daha fazla sizint1 miktarlarina sahiptir.

4.2. Daimi Dislerde Her Bir Metotta Materyallerin Karsilastirilmasi

Daimi dislerde selektif etch metodunda 4 materyalin s1zint1 degerleri farklilik
gostermektedir (p<0,001). CSE materyalindeki sizintt miktarlar1 SBU ve TSB
materyalinden anlamli derecede diisiik iken ABU materyali ile arasinda sizinti

degerleri bakimdan anlaml bir fark yoktur (sirasiyla p<0.05, p<0.001 ve p>0,05).

Daimi diglerde self etch metodunda 4 materyalin sizinti degerleri farklilik
gostermektedir(p<0,001). TSB materyalindeki sizintt miktar1 SBU ve CSE
materyallerindeki sizinti miktarindan anlamli derecede daha fazladir. (sirasiyla
p<0.05, p<0.001 ). Ayrica ABU materyalindeki sizinti miktari SBU ve CSE
materyalinin sizint1 miktarlarindan anlamli derecede daha fazladir.(sirasiyla p<0.05,
p<0.001)

Daimi dislerde etch and rinse metodunda 3 materyalin sizinti miktarlari

arasinda fark bulunamamistir.(p>0,05)
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Tablo 4.3. Siit dislerinde kullanilan her bir materyalde uygulama metotlarinin karsilagtiriimasi

SUT DIS
SELEKTIF SELF ETCH AND RiNSE
Ort =SS Ortanca Ort =SS Ortanca Ort =SS Ortanca p
(Min-maks) (Min-maks) (Min-maks)

All Bond 0.036+0.070 0(0-0.32) 0.212£0.157 0.22(0-0.55) 0.028+0.05 0(0-0.16) 0,000"
Universal
Single Bond 0.058+0.077 0 (0-0.25) 0.069+0.081 0.03(0-0.28) 0.037+0.07 0(0-0.27) 0,097"
Universal
Clearfil SE Bond 0.075+0,291 0(0-1.82) 0.080+0.106 0.05(0-0.36) - - 0,019™
Tri-S Plus Bond 0.011+0.032 0 (0-0.15) 0.136+0.072 0.13(0-0.30) - - 0,000™
Single Bond 2 0.027+0.05 0(0-0.15)
P 0,016 0,000 0,000

Ort; Ortalama, SS, Standart Sapma, Min; Minimum, Maks; Maksimum

“Kruskal Wallis Varyans Analizi, “"Mann Whitney U Testi
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Tablo 4.4. Siit dislerinde kullanilan her bir materyalin sizint1 var/yok olarak karsilastirilmasi

SUT DiS
SELECTIF SELF TOTAL p”
Si1zint1 var Si1zint1 yok Si1zint1 var Si1izint1 yok Si1zint1 var Si1zint1 yok

n % n % n % n % n % n %
All Bond Universal 12 30 28 70 30 75 10 25 10 25 30 75 0,000
Single Bond Universal 17 425 23 57.5 20 50 20 50 10 25 30 75 0,063
Clearfil SE Bond 10 25 30 75 21 525 19 475 - - 0,012
Tri-S Plus Bond 5 125 35 875 36 90 4 10 - - 0,000
Single Bond 2 11 275 29 725
p 0,026 0,000 0,957

"Ki-kare Testi




Siit dislerinde ABU materyalinde selektif etch, self etch ve etch and rinse
metotlar1 arasinda sizinti miktarlar1 farklilik géstermektedir (p<0,001). Self etch
metodu selektif etch ve etch and rinse metotlarindan anlamli derecede daha fazla
sizintt miktarlarina sahipken, selektif etch ve etch and rinse metotlarinin sizinti

miktarlar farklilik gostermemektedir (sirastyla p<0,001, p<0,001,p>0,05).

Siit dislerinde SBU materyalinde selektif etch, self etch ve etch and rinse

metotlar1 arasinda sizint1 miktarlari arasinda fark bulunamamistir (p>0,05).

CSE materyalinde selektif etch ve self etch metodlar1 arasinda sizinti
miktarlar1 farklilik gostermektedir (p<0,001). Self etch metodu selektif etch

metodundan anlamli derecede daha fazla sizint1 miktarlarina sahiptir.

TSB materyalinde selektif etch ve self etch metotlar1 arasinda sizinti
miktarlar1 farklilik gostermektedir (p<0,001). Self etch metodu, selektif etch

metodundan anlamli derecede daha fazla sizint1 miktarlarina sahiptir.

4.4. Siit Dislerinde Her Bir Metotta Materyallerin Karsilastirilmasi

Selektif etch metodunda 4 materyalin sizint1 degerleri farklilik gostermektedir
(p<0,05). SBU materyalindeki sizintt miktart TSB materyalinden anlamli derecede
fazla (P<0,05) iken diger materyallerin sizint1 miktarlar1 farklilik gostermemektedir

(P>0,05).

Self etch metodunda 4 materyalin sizint1 degerleri farklilik gostermektedir
(p<0,001). ABU materyalindeki sizint1 miktar1 SBU ve CSE materyallerindeki sizinti
miktarindan  anlamli  derecede = fazlayken @ TSB  materyaliyle  farklilik
gostermemektedir (sirasiyla p<0.001, p<0.001,p>0.05). Ayrica TSB materyalindeki
sizint1 miktar1 SBU ve CSE materyallerindeki sizintt miktarindan anlamli derecede

fazladir (p<0,05).

Etch and rinse metodunda 3 materyalin sizinti miktarlar1 arasinda fark

bulunamamustir (p>0,05).
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4.5. Her Bir Materyal ve Metotta Daimi ve Siit Dislerinin Sizinti Miktarlarinin

Karsilastirilmasi

Tablo 4.5. Calismada kullanilan her bir materyal ve metotta daimi ve siit dislerinin sizinti

miktarlarinin karsilastiriimasi

DAIMI SUT
Ort+SS Ortanca Ort+SS Ortanca p*
(Min-maks) (Min-maks)

All Bond Universal
Selektif Etch 0.030+0.055 | 0 (0-0.21) 0.036+0.070 | 0(0-0.32) | 0,847
Self Etch 0.310+0.136 | 0.31(0-0.76) 0.212+0.157 | 0.22(0-0.55) | 0,006
Etch and rinse 0.056+0.07 0(0-0.21) 0.028+0.05 0(0-0.16) 0,095
Single Bond
Universal
Selektif Etch 0.034+0.058 0 (0-0.23) 0.058+0.077 0(0-0.25) | 0,154
Self Etch 0.2124+0.163 | 0.24(0-0.61) 0.069+0.081 | 0.03(0-0.28) | 0,000
Etch and rinse 0.042+0.06 0(0-0.19) 0.037+0.07 0(0-0.27) | 0,352
Clearfil SE Bond
Selektif Etch 0.001+0,008 0 (0-0.54) 0.07540,291 0(0-1.82) | 0,003
Self Etch 0.123+£0.139 | 0.10(0-0.62) 0.080+0.106 | 0.05(0-0.36) | 0,123
Tri-S Plus Bond
Selektif Etch 0.071+0.090 0 (0-0.27) 0.011+0.032 0(0-0.15) | 0,000
Self Etch 0.323+0.157 | 0.32(0-0.65) 0.136+0.072 | 0.13(0-0.30) | 0,000
Single Bond 2
Etch and rinse 0.050+0.08 0(0-0.33) 0.027+0.05 0(0-0.15) 0,285

Ort; Ortalama, SS, Standart Sapma, Min; Minimum, Maks; Maksimum

“Mann Whitney U Testi
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Tablo 4.6. Her bir materyal ve metotta daimi ve siit dislerinin Sizint1 var/yok olarak karsilastirilmasi

DAIMI SUT p*
Sizint1 var | Sizint1 yok Sizint1 var | Sizint1 yok
n % n % n % n %
All Bond Universal
Selektif Etch 11 27.5 19 725 12 30 28 70 0,805
Self Etch 38 95 25 30 75 10 25 0,012
Etch and Rinse 16 40 24 60 10 25 30 75 0,152
Single Bond Universal
Selektif Etch 12 30 28 70 17 42.5 23 57.5 0,245
Self Etch 31 775 9 225 20 50 20 50 0,011
Etch and Rinse 15 375 25 62.5 10 25 30 75 0,228
Clearfil SE Bond
Selektif Etch 125 39 975 10 25 30 75 0,003
Self Etch 26 65 14 35 21 525 19 475 0,256
Tri-S Plus Bond
Selektif Etch 19 475 21 525 5125 35 875 0,001
Self Etch 38 95 25 36 90 410 0,396
Single Bond 2
Etch and Rinse 15 375 25 62.5 11 275 29 72.5 0,340

"Ki-kare Testi

ABU materyalinde self etch metodunda daimi ve siit dislerinde sizinti
miktarlart farklilik gostermektedir (p<0,01). Daimi dislerdeki sizinti miktart siit
diglerine gore anlamli derecede fazladir. Selektif etch ve etch and rinse metodlarinda

ise daimi ve siit disleri arasinda sizinti miktarlarinda farklilik goriillmemistir

(p>0,05).

SBU materyalinde self etch metodunda daimi ve siit dislerinde sizinti
miktarlar1 farklilik gostermektedir (p<0,001) Daimi dislerdeki sizinti miktar1 siit
dislerine gore anlamli derecede fazladir. Selektif etch ve etch and rinse metotlarinda

ise daimi ve siit disleri arasinda sizintt miktarlarinda farklilik goriilmemistir

(p>0,05).

CSE materyalinde selektif etch metodunda daimi ve siit dislerinde sizinti

miktarlar1 farklilik gostermektedir (p<0,01). Daimi dislerdeki sizinti miktar1 siit
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dislerine gore anlamli derecede diisiiktiir. Self etch metodunda ise daimi ve siit disleri

arasinda sizinti miktarlarinda farklilik gériilmemistir (p>0,05).

TSB materyalinde selektif etch ve self etch metotlarinin her ikisinde de daimi
ve siit dislerindeki sizinti miktarlari farklilik gostermektedir (p<0,001). Hem selektif
etch hem de self etch metodunda daimi dislerdeki s1zint1 miktari siit dislerine gore

anlamli derecede fazladir.

SB2 materyalinde etch and rinse metodunda daimi ve siit dislerindeki sizint1

miktarlar1 arasinda farklilik goriillmemistir (p>0,05).

4.5. Daimi Dislerde All bond Universal, Single Bond Universal, Clearfil SE
Bond, Tri-S Plus Bond Materyallerinin Selektif Etch Metodundaki Sizint1
Goriilme Oranlarnmn Single Bond 2 Materyalindeki Etch and Rinse

Metoduyla Olciilen Sizint1 Goriilme Oram ile Karsilastirilmasi

Tablo 4.7. Daimi diglerde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch uygulamasi

ile SB2 materyalinin karsilastiriimasi

DAIMi DISLERDE
Ort =SS Ortanca p
(Min-maks)

All bond Universal Selektif 0.030+0.055 0 (0-0.21)
Single Bond Universal Selektif 0.034+0.058 0 (0-0.23) 0,000
Clearfil SE Bond Selektif 0.001+0,008 0 (0-0.54)
Tri-S Plus Bond Selektif 0.071£0.090 0 (0-0.27)
Single Bond 2 Etch and rinse 0.050+0.08 0(0-0.33)

Ort; Ortalama, SS, Standart Sapma, Min; Minimum, Maks; Maksimum
* Kruskal Wallis Varyans Analizi
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Tablo 4.8. Daimi dislerde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch uygulamasi

ile SB2 materyalinin sizint1 var/yok olarak karsilastirilmasi

DAIMIi DISLERDE
Sizint1 var Sizint1 yok p*
n % n %
All Bond Universal Selektif 11 275 29 725
Single Bond Universal Selektif 12 30 28 70 0,000
Clearfil SE Bond Selektif 125 39 975
Tri-S Plus Bond Selektif 19 475 21 525
Single Bond 2 Etch and rinse 15375 25 62.5

"Ki-kare Testi

Daimi  dislerde ABU , SBU , CSE, TSB materyallerinin selektif
metodundaki sizint1 varligi, SB2 materyalindeki etch and rinse metotla dl¢iilen s1zint1

varlig arasinda istatistiksel olarak anlamli fark bulunmustur (p<0,001).

CSE materyalinde selektif etch metoduyla Olgiilen sizinti gériilme orani ,
SB2 materyalindeki etch and rinse metodla 6l¢iilen s1zint1 goriilme oraniyla farklilik
gostermektedir (p<0,001). CSE materyalinde selektif etch metoduyla 6lgiilen sizinti
goriilme oran1  SB2 materyalindeki etch and rinse metodla dl¢iilen sizint1 goriilme

oranindan anlamli derecede diisiiktiir.

ABU, SBU, TSB materyallerinin selektif etch metodunda sizint1 varligi ile
SB2 materyalindeki etch and rinse metodla Olglilen sizint1 varligr arasinda fark

bulunamamistir (p>0,05).

4.6. Siit dislerinde All bond Universal ,Single Bond Universal, Clearfil SE
Bond, Tri-S Plus Bond materyallerinin selektif etch metodundaki sizinti
gorillme oranlarinin Single Bond 2 materyalindeki etch and rinse metodla

olciilen s1zint1 goriilme oram ile karsilastirilmasi:
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Tablo 4.9. Siit dislerinde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch uygulamasi

ile SB2 materyalinin mikrosizint1 agisindan karsilagtirilmasi

SUT DISLERINDE
Ort =SS Ortanca P
(Min-maks)
All Bond Universal Selektif Etch 0.036+0.070 0 (0-0.32)
Single Bond Universal Selektif 0.058+0.077 0 (0-0.25) 0,031
Etch
Clearfil SE Bond 0.075+0,291 0 (0-1.82)
Selektif Etch
Tri-S Plus Bond 0.011+0.032 0 (0-0.15)
Selektif Etch
Single Bond 2 0.027+0.05 0(0-0.15)
Etch and Rinse

Ort; Ortalama, SS, Standart Sapma, Min; Minimum, Maks; Maksimum

* Kruskal Wallis Varyans Analizi

Tablo 4.10. Siit dislerinde kullanilan ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch uygulamasi

ile SB2 materyali ile mikrosizint1 var/yok olarak karsilastiriimasi

SUT DISLERDE
Sizint1 var Sizint1 yok p*

n % n %
All Bond Universal Selektif Etch 12 30 28 70
Single Bond Universal Selektif 17 425 23 57.5 0,054
Etch
Clearfil SE Bond 10 25 30 75
Selektif Etch
Tri-S Plus Bond 5 125 35 875
Selektif Etch
Single Bond 2 11 275 29 725
Etch and Rinse
*Ki-kare Testi

Siit  diglerinde  ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch

metodundaki mikrosizintt miktarlarinin SB2 materyalindeki etch and rinse metodla
Olciilen mikrosizinti miktarlar1 ile arasinda istatistiksel olarak anlamli fark

bulunamamustir (p>0,05).
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Tablo 4.11. Kesit alma sonrasinda 1sik mikroskobu altinda daimi dislerde goriilen mikrosizinti

miktarlarinin temsili goriintiisii

SELF-ETCH SELEKTIF-ETCH ETCH AND RiINSE

All Bond
Universal

Single
Bond
Uviversal

Clearfil SE
Bond

Tri-s Plus
Bond

Single
Bond-2

e  Cetveldeki her bir bolim 1 mm’dir



Tablo 4.12. Kesit alma sonrasinda 1sik mikroskobu altinda siit dislerinde gériilen mikrosizintt

miktarlarinin temsili goriintiisii

SELF-ETCH SELEKTIF-ETCH

All Bond
Universal

Single Bond
Universal

ETCH AND RiNSE

Clearfil SE
Bond

Tri-S Plus
Bond

Single
Bond-2

e  Cetveldeki her bir boliim 1 mm’dir.
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5. TARTISMA

5.1. Metodolojinin Degerlendirilmesi

Mikrosizintt; bakterilerin, agiz sivilarinin, molekiillerin ve iyonlarin kavite
duvarlan ile kaviteye uygulanan restorasyon materyali arasindaki klinik olarak tespit

edilemeyen gegisi olarak tanimlanmaktadir (137-139).

Mikrosizint1 olusumunda bir¢ok faktor etkendir. Bu faktdrlerden en 6nemli
olanlar1 (i) restoratif materyallerin dental dokulara zayif baglantisi, (ii) dis ve
restoratif materyal arasinda goriilen farkl 1sisal genlesme degerleri ve kompozitlerde
gozlenen polimerizasyon biiziilmesidir (171, 172). Dis ve restorasyon ara
yilizeyindeki mikrosizintinin engellenmesi restorasyonlarin basarist ve klinik dmri
acisindan biiyilk 6nem tasimaktadir. Ideal bir restorasyon materyali kavite
duvarlarina iyice adapte olabilmeli ve iyi bir marjinal ortiim saglamalidir (138).
Yetersiz Ortim sonucunda olusan kenar aralifi, plak birikimine, bakteri ve
toksinlerinin gecisine, yani mikrosizintiya sebep olur ve bunun sonucunda
marjinlerin renklenmesi, restorasyonun marjinal kenarlarindaki bozulma, post-
operatif hassasiyet, sekonder giiriik, diseti iltihabi ve pulpa hastaliklar1 gibi
istenmeyen durumlara yol acar (139-141). Bu durumun aksine iyi bir kenar uyumu
sonucunda ¢iiriik ve periodontal hastaliklarin gelisimi  Onlenir, bakteri ve
toksinlerinin dentin kanallar1 yoluyla pulpada enflamasyona neden olmasi engellenir
(142, 173, 174). Glnimiizde kullanilan materyaller ile mikrosizinti tam olarak
engellenememektedir ve restorasyonlarda degisen oranlarda mikrosizinti
goriilmektedir(175). Mikrosizintiya bagli olarak gelisen yukarida bahsedilen
hasarlarin sonuglart klinik olarak uzun vadede izlenmektedir (176). Yapilan bir
calismada restorasyonlarin  yenilenme nedenlerinin  %30’unu  mikrosizinti

probleminin olusturdugu bildirilmistir (172).

Mikrosizintt ¢alismalar in vivo ve in vitro olarak yapilmakla beraber in vitro
calismalar daha sik kullanilmaktadir. In vitro olarak mikrosizintinin degerlendirildigi

yontemler, restoratif materyallerde klinik olarak goriilebilecek mikrosizint1 degerleri
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hakkinda o6ngoriide bulunmakla birlikte klinik durumu tam olarak yansitamazlar
(177-179). In vitro mikrosizint1 testlerinde agiz ortami veya bireye 6zgili degiskenler
gibi faktorlerin bircogu elimine edildiginden yiiksek diizeyde standardizasyon
saglanabilse de; dislerin segilmesi, kavite hazirlama sekli, kullanilan materyal ve
restorasyon sekli, 6rnek hazirlama ve test edilmesi arasinda gegen siire ve 6rneklerin
bekletilme sekli ile termal siklus islemleri gibi nedenlerden dolay1 elde edilen
verilerin sonuglarinin birbirleriyle kiyaslanmasi olduk¢a zordur (141, 175, 179-182).
Ote yandan klinik c¢alismalarin randomize kontrollii olarak planlanmasi ve
uygulanmasindaki  giicliikler,  verilerin  degerlendirilmesi  asamalarindaki
standardizasyon zorluklari, kenar mikrosizintisinin sadece kenar renklenmesi, kenar
bozulmasi ve ileri asamada da restorasyon basarisizligi ile iliskilendirilerek dl¢tilmesi
gibi sebeplerle literatiirde klinik mikrosizint1 ¢aligmalarina daha az rastlanmaktadir.
Dijital dis hekimligindeki ilerlemelerle birlikte fotografik o6l¢iim tekniklerinin bu

Olgtimler i¢in kullanilmas1 beklenmektedir.

Ag1z disinda gerceklestirilen testler her ne kadar agiz ortamini birebir taklit
edemiyor olsa da Watanabe ve ark.’min belirttigi gibi restoratif materyallerin
gelistirilmesi i¢in in vitro deneyler gerekmektedir. Materyallerin bazi fiziksel
ozellikleri (6rn:baglanma dayanim gibi) agiz i¢i ortamlarda test edilememektedir. Iyi
bir standardizasyona sahip in vitro ¢alismalarin in vivo ¢alismalarla benzer sonuglar
gosterdigi bildirilmistir (183). Pashley ve ark. ve Grey ve Burgess in vivo ve in vitro
olarak yapilan calismalarin verdigi sonuglar arasinda fark olmadigini bildirirken
(184, 185), Barnes ve ark. in vitro ¢alismalarda kompozit dis-ara yiiziinde in vivo
calismalara gore daha fazla boya penetrasyonu goriildiigiini bildirmislerdir (182). Bu
tez calismasi farkli adezivlerin selektif etch ve multimod uygulamalarini, altin
standart olan etch and rinse sistem ile daimi ve siit disinde karsilastirmali bigimde in
vitro ortamda degerlendirmistir. Boya penetrasyon yontemi ile gergeklestirilen
calismada direkt olarak marjinal boyanma o6l¢iilerek mikrosizinti degerlendirilmistir.
Burada kullanilan adezivlerle ilgili kesin yargilara varmak igin in vivo korelasyon

caligmalarina ve iyi dizayn edilmis klinik ¢aligmalara ihtiyag vardir.

Gilintimiizde kullanilan dentin adeziv sistemler giivenilir olmakla birlikte

ireticilerin uygulama talimatlarina uygun bir sekilde kullanilmalar1 basarilarin
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etkilemektedir (186). Dentin adeziv sistemlerin kullanimi sirasinda yapilan hatalarin
baglanma Kalitesini anlamli dlglide azalttigini bildiren ¢aligmalar bulunmaktadir (99,
187, 188). Bu calismada kullanilan dental adezivlerin tamamu treticilerin kullanim

talimatina hassasiyetle uyularak uygulanmistir.

Kompozit rezinlerde olusan mikrosizintinin polimerizasyon sirasinda
meydana gelen biiziilmeden ve yetersiz polimerizasyondan etkilendigi bilinmektedir
(171,189-191).Farkli renkteki kompozit rezinlerde polimerizasyon derinliklerinin
incelendigi bir ¢aligmada kompozit renk ve opasitesinin polimerizasyon derinligini
etkiledigi bildirilmistir. Renk tonunun koyulasmasiyla polimerizasyon derinliginde
azalma gorlilmiistiir. Bu nedenle yapilan bu caligmada biitiin restorasyonlar Filtek

7250 marka ve A2 renkteki kompozit ile yapilmistir (192).

Kompozit rezinlerin polimerizasyonlar1 sonucunda olusan polimerizasyon
biiziilmesinin minumumda tutulabilmesi i¢in kaviteye uygulanan kompozit
tabakalarinin 2 mm’yi ge¢gmemesi, 151k kaynagimin polimerize edilecek yiizeye
miimkiin olan en yakin noktada konumlandirilmasi gerektigi bildirilmistir (193, 194).
Yapilan bu caligmada kompozit tabakalama teknigiyle (ilk tabaka gingival duvara
dogru oblik, ikinci tabaka okliizale dogru oblik ve son tabaka ise bukkalde kalan
boslugu kapatacak sekilde diiz olarak yerlestirilmistir. Yapilan bu ¢alismanin in vitro
ortamda gerceklestirilmesi nedeniyle 151k kaynagi restorasyona maksimum diizeyde
yaklagtirllmigtir, ve hizli polimerizasyon sonucunda restorasyonda biiziilme,
kirillganlik ve kenar sizintist gibi durumlar olusturabilecek LED 1s1k kaynagi yerine

QTH 151k kaynagi kullanilmigtir (195-197).

Kompozit rezinler ile yapilan ¢aligmalarda goriilen basarisizlik sebeplerinden
birinin in vitro olarak yapilan caligmalarin agiz igi sartlarini tam olarak taklit
edememesi nedeniyle olustugu 6ne siiriilmiistiir (67, 198-200). Agiz i¢inde goriilen
1s1 degisikliklerinin degerleri 4-60 °C arasinda goriilmektedir. /n vitro olarak yapilan
calismalarda in vivo sartlarin taklit edilebilmesi i¢in agiz i¢indeki 1s1 degisikliklerinin

uygulanmasi gerekmektedir (201).
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In vitro galismalarda agiz i¢i kosullarmi taklit etmek i¢in; 1slak ortamda
bekleme ile yaslandirma, termal siklus (isisal dongii ile yaslandirma), okluzal
yiikleme ile yaslandirma, kirilma dayanikliligi, yorulma direnci ve mikrosizint1 gibi

yontemler kullanilmaktadir (202).

Yapilan bir g¢alismada in vitro olarak mikrosizintinin degerlendirildigi
arastirmalarda termal siklus yonteminin %79,3 oraninda kullanildig1 ve termal siklus
uygulamas1 sonrasinda da arastirmalarin %86,8’inde dislerin boya soliisyonunda
bekletildigi belirtilmistir. Boyu soliisyonunda bekletilme yontemlerinden de bazik
fuksin i¢inde bekletme yonteminin %40,8 oraninda tercih edildigi belirtilmistir (179).
Suya maruz kalma dis ile rezin arasinda degredasyona neden olan bir faktordiir
(203). Uzun dénem suda saklama, yaslanmanin dis-restorasyon arasinda olusturdugu
etkileri incelemenin iyi bir yoludur. Baglanma kuvvetinin degerlendirildigi
calismalarda suda uzun siire bekletme yontemi ile Ozellikle dentinde baglanma
kuvvetinin 6nemli oranda degistigi bildirilmistir (105, 204, 205). Ancak uzun siire
suda bekletme yontemi sonucunda adezivlerin mine iizerine etkisini gosteren ¢ok az
veri bulunmaktadir, bu nedenle bu calismada agiz i¢i kosullari taklit etme

yontemlerinden termal siklus ve mikrosizinti dl¢im (bazik fuksin ile boya

penetrasyon yontemi) yontemleri kullanilmistir.

Termal siklus ile elde edilen yapay yaslandirmanin etkisi; sicak suyun
korunmasiz kollajenlerin hidrolizini ¢abuklastirmas: ve dis-biyomateryal ara
ylzeyinde tekrar eden genlesme ve biiziilme streslerine neden olabilmesi seklinde
goriilir (206, 207). Agiz i¢i 1sis1 yemek-igmek, nefes almak gibi faaliyetlerle
degisiklik gostermektedir. Restorasyonlarda termal siklus uygulamasi i¢in 4°C ila
60°C arasinda degisen sicakliklarin kullanilmasini Onerilirken dis hekimliginde
kullanilan arastirmalarda 5-55°C arasindaki degerler tercih edilmektedir ve £5°C’lik
bir degisim normal kabul edilmektedir (179). Termal siklus prosediiriinde soguk ve
sicak su haznelerinde bekletme siireleri de 10, 15, 30, 60 ve 120 sn arasinda
degisiklik gostermektedir ancak yapilan bir ¢alismada daha kisa bekletme siirelerinin
agiz ici ortamini taklit etmede daha basarili oldugu bildirilmistir (208). Mikrosizinti
calismalarinda kullanilan siklus sayisi literatiirde degiskenlik gostermektedir. Crim

ve ark. ve Gale ve ark. siklus sayisi ile siiresinin mikrosizintiy1 etkilemedigini
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belirtmislerdir (209, 210). Yapilan bu ¢alismada 5-55+2 °C bekleme zamani 15 sn ve

transfer zamani 10 sn olacak sekilde 1000 tur termal siklus uygulamasi yapilmistir.

In vitro olarak mikrosizintinin degerlendirildigi ¢aligmalarda, mikrosizintinin
degerlendirilebilmesi amaciyla boya penetrasyon yoOntemi, radyoizotop ydntemi,
kimyasal ajanlarin kullanilmasi, elektrokimyasal analiz, bakteriyel mikrosizinti,
insan serumu mikrosizintis1 yontemi, basingli hava kullanimi, SEM analizi ve notron
aktivasyon analizi gibi kendine 0zgili avantaj ve dezavantajlar1 olan bir¢ok farkl

yontem kullanilmaktadir (211).

Dental literatiir incelendiginde dis dokusu-restoratif materyal ara yiiziine
zarar vermemeleri, goriinen 1s1k altinda tespit edilmelerinin kolay olmasi, hizli ve
direkt Sl¢iim saglamalari, dis sert dokulariyla etkilesime girmemeleri, ucuz olmalari
ve toksik olmamalar1 gibi avantajlara sahip olmasi nedeniyle boya penetrasyon
yontemi en sik kullanilan mikrosizinti tespit metodu olarak goriilmektedir (212-217).
Tim bu avantajlarinin yani sira bu yontemde goriilen en biiyiik dezavantaj, ara yiiz
boyunca uniform sekilde meydana gelen ii¢ boyutlu mikrosizintinin iki boyutlu
olarak Ol¢iilmesidir (137, 139). Bu dezavantajin Oniine gegilebilmesinde en 6nemli
etken calismanin giivenilirligini arttirmak amaciyla orneklerden daha fazla kesit

alinmasidir (218).

Literatiirde restorasyon kenarinda olusan mikrosizinti degerlerini en iyi
tanimlayan skorun belirlenmesi i¢in alinmasi gereken kesit sayisi agisindan bir fikir
birligi bulunmamakla birlikte alinan kesit sayisinin artmasiyla ol¢iilen mikrosizinti
miktariin da arttigi bildirilmektedir. Bu durum alinan kesit sayisinin artmasiyla
birlikte boyanin en fazla penetrasyon gosterdigi bolgenin goriintiilenebilme sansinin

artmasiyla agiklanabilmektedir (219).

Raskin ve ark. in vitro olarak yapilan 144 mikrosizinti g¢alismasini
inceledikleri analizlerinde calismalarin sadece %12,7°sinde 3 kesit alindigim
bildirmislerdir. ~Ayni arastiricilar ¢aligmalarin %47,1’inde sadece tek kesit ile
mikrosizint1 degerlendirmesi yapildigin1 vurgulamiglardir (220). Seksen dort adet

mikrosizint1 arastirmasinin degerlendirildigi baska bir calismada tek kesit aliminin
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%50.9 oldugu goriiliirken ii¢ kesit alinma oraninin %8 oldugu bildirilmistir (179).
Tek bir kesite bakilarak yapilan mikrosizint1 degerlendirmeleri sonucunda elde edilen
verilerin %33 oraninda hatali oldugu bildirilmistir (221). Raskin ve ark.’nin
yaptiklar1 calismanin sonucuna gore orneklerden 5 kesit alinmasiyla elde edilen en
yiiksek skor ile li¢ ve dort kesitten elde edilen en yliksek skor arasinda anlamli bir
fark bulunmaz iken, bir ve iki kesitten elde edilen skorlarin istatistiksel olarak
anlamli derecede diisiik oldugunu saptamuslardir. Ozet olarak ger¢ek mikrosizint:
degerlerine ulagabilmek i¢in her bir Ornekten en az ii¢ kesit alinmasi gerektigi
bildirilmektedir (218). Bu tez ¢alismasinda da Ol¢timlerin giivenilirligini arttirmak
amaciyla her bir diste 4 yiizeyden inceleme yapilmis ve bu 6l¢limlerin ortalamalari

alinarak o dis i¢in mikrosizinti skoruna ulasilmistir.

Mikrosizintt ¢alismalarinda boya penetrasyon yontemi ile elde edilen
sonuglarin degerlendirilmesinde; skorlama yontemi, boya infiltrasyonunun yiizdesel
Olclimii yontemi ve spektrofotometrik analiz yontemi olmak iizere ii¢ adet
degerlendirme yontemi kullanilmaktadir. Boya penetrasyon yontemi sonrasinda
mikrosizintinin degerlendirildigi ¢alismalarda en sik kullanilan yontem, uygulamanin
kolay olmasi ve maliyetin diisitk olmasi gibi nedenlerle skorlama yontemidir (222).
Ote yandan bu yoéntem siibjektiftir, Dolayis: ile degerlendirme icin birden fazla
gbzlemci gerekmekte ve gozlemcilerin de kendi i¢inde kalibrasyonlar1 gerekmektedir

(172, 223) .

Yiizdesel 6l¢iim yonteminde ise kesitlerin mikroskop altinda fotograflanmasi
sonrasinda penetrasyon miktart bir bilgisayar programi ya da dijital kumpas
yardimiyla oOlciiliir. Bu yontemin objektif olmasi nedeniyle elde edilen veriler daha
dogru sonuglar vermektedir. Spektrofotometrik yontem mikrosizint1 degerlendirmesi
icin etkili bir yontem olsa da 6zel ekipman ve bu ekipmanlarin kullanimi i¢in egitimli
kisiler gerekmektedir (222). Bu c¢alismada kesitlerin mikrosizinti miktarini mm
cinsinden Olgebilmek i¢in araliklar1t 1 mm olan bir cetvel kesitlerin iizerine
yerlestirilerek mikroskop altinda fotograflanmigtir. Bir imaj analiz yazilimi olan
Image-J ile kesitlerin mezial ve distallerinde olusan sizint1 miktarlar1 ve tiim kavite

boyutu mm olarak Ol¢lilmiistiir. Mezial ve distalde olusan sizinti miktarlar
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toplanarak tiim kavite uzunluguna boliinmiis ve 100 ile carpilarak her bir dis i¢in

ylzdesel sonuglar elde edilmistir.

Literatiir incelendiginde kavite preperasyonu i¢in kullanilan enstrumanlarin
smear tabakasinin kantitite ve kalitesini etkiledikleri goriilmektedir. Farkli kesici
ozellikleri olan frezler ile yapilan kavite preperasyonlarinda mikrosizinti degerleri
farklilik gostermektedir (224). Paslanmaz geligin gévdesinin elmas ile kaplanmasiyla
olusan elmas frezler bu frezlerin kullanimi konusunda kisitlamalar olugsmasina neden
olan galvanik bir siirece ugramaktadirlar (225). Elmas frezlerde goriilen prematiir
asinmaya bagli olarak elmas partikiiller frez lizerinden uzaklasir ve bu durum da
hastada metalle kontaminasyon riskine ve dis lizerinde metalik bir baglanmaya neden
olur (226, 227). Elmas frezlerin tekrar tekrar kullanilmasinin frezin agindirici
etkinligini azalttig1 bilinmektedir ve elmas frezlerin ucunda bulunan elmas
dokusunun hizli asinma O6zelligine sahip olmasi nedeniyle bu enstriimanlarin sik
degistirilmesi gereklidir (227). Bu nedenle calismamizda kavite hazirhiginda

kullanilan frezler 4 kavitede preperasyonu sonrasinda degistirilmistir.

5.2. Bulgularin Degerlendirilmesi

5.2.1. Daimi dislerde adeziv materyallerin ve uygulama metotlarinin

karsilastiriimasi

Daimi dislerde her bir materyalde uygulanma metotlarinin karsilastiriimasi
sonucunda multimod adeziv olan All Bond Universal(ABU) ve Single Bond
Universal(SBU) materyallerinin ikisinde de self-etch uygulama metodu en fazla
mikrosizintiyr gostermistir. Selektif-etch ve etch and rinse metotlarinin arasinda ise
anlaml1 bir fark bulunamamistir. Siso ve ark.’nin yaptiklari in vitro ¢alismada SBU
ve ABU’m self-etch, selektif-etch ve etch and rinse olarak uygulanmasi sonucunda
olusan mikrosizint1 karsilastirilmistir. Bu ¢alismanin sonucunda elde edilen veriler
SBU i¢in en az mikrosizinti degerinin etch and rinse metodunda goriildiigiinii
bildiren c¢alisma ile benzerlik gosterse de ABU i¢in elde edilen veriler ile
ortiismemektedir. Siso ve ark.’nin yaptiklar1 ¢alismada ABU’nun farkli metotlar ile

uygulanmasi arasinda anlamli bir fark bulunmamistir (228). Referans olarak
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belirtilen bu ¢alisma bir poster olarak sunulmus ve tam makale olarak
yayinlanmamistir.  Literatiir  incelendiginde benzer baska bir ¢alismaya
rastlanmamistir. Bu durum daimi dis i¢in multimod adezivlerle elde edilen sonuglarin
literatlir ile kiyaslanarak tartigilmasina imkan tanimamaktadir. Bu calismada
kullanilan SBU’nun pH’1 2.7 iken ABU’nun pH’1 3’diir. pH farkliliklar1 adezivin
dokuda yarattig1 etkiyi degistirebilir. Self etch adezivler lizerinden 6rnek vermek
gerekirse bilindigi iizere pH’s1 2,5’un iistiinde olan adezivler ‘ultra hafif self etch
adezivler’ olarak tanimlanmaktadirlar. Bu tiir ultra hafif self etch adezivler dentinde
yetersiz derinlige ulasmaktadirlar. Benzer bir etki bu ¢alismada da meydana gelmis
olabilir. Bu durum self etch olarak uygulamada iki materyalin de daha fazla

mikrosizint1 gostermesini agiklayabilir (19, 229) .

iki asamali bir self etch olan CSE materyalinin daimi dislerde self etch ve
selektif etch olarak uygulanmasi sonucunda selektif etch metodunun self etch
metoduna gore anlamli diizeyde daha az mikrosizintiya yol agtigr bulunmustur. CSE
hafif dereceli bir asiditeye sahip olmasi dolayistyla ¢cok hafif ve yiizeyel bir asitleme
paternine sahiptir (22, 230-234). In vitro olarak yapilan c¢alismalarda CSE
materyalinde minede zamanla marjinal bozulma gergeklestigi (235-237) ve bu
bozulma sonucunda minede baglanma etkinliginin 6nemli derecede diiserek
mikrosizintida artis gorildigi bildirilmistir (15, 22, 238-240). Mikrosizintida
zamanla artig goriilmesi pulpa tedavileri gibi marjinal Srtiimiin kritik 6nem tasidigi
durumlarda selektif etch uygulamasini daha da 6nemli hale getirmektedir. Minede
olusan bu bozulmanin selektif etch uygulamasi ile 6nemli oranda azaldigini bildiren
calismalar bulunsa da (130, 240, 241), bazi ¢aligmalar selektif etch uygulamasinin bir
farklilik yaratmadigimi bildirilmistir (233, 242, 243). Bu tez ¢alismasinda bulunan
sonu¢ dogrultusunda giiniimiizde cocuk dis hekimliginde siklikla uygulanan vital
pulpa tedavilerinde basarisizlik riskini azaltmak i¢in izolasyonun saglanabildigi

durumlarda CSE materyalini selektif etch yontemi ile uygulamak daha etkili olabilir.

Literatiirdeki diger bir goriis ise selektif etch uygulamasinin CSE materyali
tizerinde anlamli etkisi olmadigi yoniindedir (244-246). Yoshida ve ark. CSE’nin
iceriginde bulunan MDP’nin hidroksiapatit ve kalsiyuma sikica baglandigini dolayisi

ile mikromekanik adezyonun Otesinde bir reaksiyon gerceklestigini bildirmislerdir
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(120). Aynm1 zamanda bu materyalde nano doldurucu olarak bulunan kollaidal silika
sayesinde adezivin igerigindeki ¢apraz baglantilarin ve rezin matriksin kuvvetinin
arttigint  ve mikrosizinttya neden olabilecek bir faktér olan polimerizayon
biiziilmesinin azaltildig1 bildirilmistir (22, 241). Bu verilere benzer olarak, yapilan
bazi caligmalarda CSE’nin minede etch and rinse adezivlere benzer baglanma
dayanimi1 gosterdigi ve selektif etch uygulamasinin bir farklilik yaratmadigi

bildirilmistir (233, 242, 243).

Bu tez calismasinda elde edilen verilere gore tek asamali self etch adeziv olan
TSB materyalinin daimi dislerde selektif etch ve self etch metoduyla uygulanmasi
sonucunda meydana gelen mikrosizintt miktarlar1 farklilik gostermektedir. Self etch
metodu selektif etch metodundan anlamli derecede daha fazla mikrosizinti miktarina
yol agmistir. Bu veri Souza-Junior ve ark.’nin yaptiklar1 ve TSB uygulamasi
oncesinde mineye selektif olarak fosforik asit uygulanmasinin marjinal biitiinligi
arttirdigin1 gosteren ¢alisma ile benzerlik gostermektedir (243). Aym1 zamanda bu
veriler minenin selektif olarak fosforik asit ile piiriizlendirilmesinin kompozitin
mineye baglanma dayanimini arttirdigini 6ne siire caligmalar ile de Ortiismektedir
(22, 130, 230, 232, 234, 240, 247). Ozellikle tek asamali self etch adezivlerde
selektif etch metodunun uygulanmasi klinik basartyr 6nemli bi¢imde artirmaktadir
(21, 248, 249). Bu sonucun desteklenmesi i¢in farkli firmalara ait tek asamali self

etch adezivler ile yiiriitiilecek ¢alismalara ihtiyag vardir.

Daimi dislerde selektif etch metodunda 4 materyalin mikrosizint1 degerleri
karsilastirildiginda CSE materyalindeki mikrosizintt miktarlarn SBU ve TSB
uygulanan 6rneklerdeki mikrosizinti miktarlarindan anlamli derecede diisiik iken
ABU materyali uygulanan 6rnekler ile arasinda benzerlik gostermektedir. Bu durum
CSE materyali icin self etch adeziv sistemler “altin standart” etiketlemesini
dogrulayan bir bulgudur. Tiim iki asamali self etch adezivler igin selektif etch
metodunun bu derece etkili olup olmadig: ileriki aragtirmalarda incelenmeye deger

bir konu olarak goriilmektedir.

Literatirde SBU ve ABU’nun selektif etch metoduyla uygulanmasi

sonucunda elde verilen verilerin karsilagtirildigi ve tam metin olarak yayinlanan bir
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calismaya rastlanmamistir. Bu tez c¢alismasimin verilerine goére her iki multimod
adeziv karsilastitildiginda  selektif etch uygulamast ABU materyali icin

mikrosizintiy1 azaltmada daha etkili bir metod olarak goriilmektedir.

Selektif etch metodunda CSE ile ABU materyallerinde daha az mikrosizinti
goriilmesi her iki materyalin de cift kat olarak uygulanmasi ile ilgili olabilir. Birden
fazla tabaka halinde adeziv uygulanmasi dentin ve kompozit arasinda daha diisiik
elastisite modiiliine sahip ve daha kalin bir tabaka olusumuna neden olmaktadir (250-
252). Bu durum polimerizasyon sirasinda meydana gelen ka¢inilmaz biiziilmeyi az
da olsa engelleyebilir (250-254). Ayn1 zamanda ¢ok tabaka halinde adeziv
uygulamasinin asidik monomerin konsantrasyonunu arttirarak demineralizasyonun

etkinligini ve hibrit tabakanin kalitesini arttirdigin1 bildiren c¢alismalar mevcuttur

(253-255).

Daimi dislerde self etch metodunda 4 materyalin mikrosizinti degerleri
karsilastirildiginda TSB ve ABU materyallerindeki mikrosizintt miktarlart SBU ve
CSE materyellarindeki mikrosizintt miktarindan anlamli derecede daha fazla
bulunmustur. TSB ve ABU materyalleri arasinda ise mikrosizinti agisindan fark
bulunamamistir. Tek asamal1 self etch adezivlerin, iki asamali self etch adezivler
kadar basarili olmadigin1 gosteren c¢alismalar bulunmaktadir. Bu calismalar bu
durumun nedenini ¢esitli faktorlerle 6zetlemektedir. Tek asamali self etch adezivler
daha ince bir tabaka olusturmaktadir (254, 255) ve bu tabaka oksijen tarafindan
inhibe edilerek, mikrosizintinin 6nemli faktorlerinden biri olan zayif polimerizasyona

neden olabilir (256).

Tek asamali self etch adezivler soliisyonun igeriginden ¢oziiciiniin
buharlagmasina egilimlidir ve bunun sonucunda olusan membranlar polimerizasyon
sonrasinda gecirgen hale gelmektedirler (257). Daha sonraki dénemlerde hidrofilik
alanlar ve su dolu tiineller olusur ve bu alanlar dentinden adezive dogru suyun
gecisine izin vermektedir (258). Su agaglar1 olarak tanimlanan bu durum tiim
adezivlerde goriilse de (105) tek asamali self etch adezivlerin yiiksek hidrofilitesine
bagli olarak bu adeziv sistemlerde daha fazla olusmaktadir (121, 258). Tek asamali

self etch adezivlerin mine kenarlarinda yiliksek oranda mikrosizinti gdsterdigi ve
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mine kenarlarinda giivenilir bir baglanma saglanamayacagini belirten g¢aligmalar
bulunmaktadir (242, 259). Bu veriler TSB’nin self etch olarak daha fazla mikrosizinti
gostermesini  agiklayabilir. ABU”nun ne sebeple daha yiiksek mikrosizinti
miktarlarina yol ac¢tigi ile iliskili olarak formulasyonunu inceleyen daha fazla
calismaya ihtiya¢ vardir. Dental literaiirde bu konuya iliskin bir veriye

rastlanmamustir.

Bu ¢alismada kullanilan self etch adezivlerin tiimii hidroksiapatit igerisindeki
CA™ ‘a kuvvetli bir sekilde baglanarak adezivlerin baglanma degerlerini arttiran
MDP monomeri icermektedir. Iki asamali olarak uygulanan CSE’nin hem primer
hem de bond komponentinde MDP bulunmasi MDP konsantrasyonun ve baglanma
kuvvetinin artmasina neden olmaktadir (260) . SBU’nun igerdigi polialkenoik asit
kopolimeri hidroksiapatit icerisindeki kalsiyum ile kimyasal olarak baglanmaktadir
(102). Polialkenoik asit kopolimeri igerisindeki karboksil gruplarinin %50’den
fazlas1 hidroksiapatit ile baglanabilir. Karboksil gruplari, fosfat iyonlar1 ile yer
degistirerek kalsiyum ile iyonik baglar yaparlar. Bu durum SBU’da goriilen daha az

mikrosizint1 miktarini agiklayabilmektedir.

Daimi dislerde etch and rinse metodunda ABU, SBU ve SB2 materyallerinin

mikrosizint1 miktarlar1 arasinda fark bulunamamustir.

5.2.2. Siit dislerinde adeziv materyallerin ve uygulama metotlarinin

karsilastirilmasi

Siit dislerinde ABU materyalinde self etch metodu ile uygulanan 6rneklerde
en yiiksek mikrosizint1 degerleri goriiliirken etch and rinse ve selektif etch metotlar
arasinda anlamli bir fark bulunmamistir. CSE ve TSB materyallerinde de self etch
metodu selektif etch metoduna gore daha fazla mikrosizint1 degerlerine yol agmustir.
Siit dislerinde mine prizmalar1 daimi dislere gore daha dik bir agilanma
gostermektedir ve siit dislerinde kalin bir aprizmatik mine tabakasi bulunmaktadir.
Bu durum siit disi minesinin asitle piiriizlendirilmesini gii¢lestirmektedir (51,261).
Siit dislerine etch and rinse ve self etch metotlariyla uygulanan adezivler

karsilastirildiginda etch and rinse metodunda daha az mikrosizinti goriildigi
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bildirilmistir (91, 106, 262-264). Yapilan bazi ¢alismalarda ise self etch adezivlerin
iki agsamal1 ya da ii¢ asamal1 etch and rinse dental adezivlere esit ya da daha basarili
sonuglar gosterdigi bildirilmistir (83, 265, 266). Siit dislerinde etch and rinse adeziv
sistemler uygulanirken asit uygulama siiresi literatiirde farklilik gostermektedir.
Calismalarda bu siire 15 sn ile 2 dk arasinda degismektedir (267-272). Caligmalar
arasinda ve farkli uygulama metodlar1 arasindaki sonug¢ farkliliklarinin siit disi
yapisinin farklilign kadar uygulama protokollerinin standart olmayisindan ileri

geldigi diistiniilmektedir.

SBU materyalinde ise 3 yontem arasinda mikrosizintt degerleri agisindan bir
farklilik bulunamamistir. Bu materyal ile siit dislerinde yapilmis mikrosizinti
calismasi1 bulunmamaktadir. SBU’nun siit disleri tizerindeki etkisinin anlasilabilmesi

icin yeni ¢aligmalara ihtiya¢ duyulmaktadir.

Selektif etch metodunda 4 materyalin mikrosizinti degerleri farklilik
gostermektedir. SBU materyalindeki mikrosizinti miktart TSB materyalinden
anlamli derecede fazla iken diger materyallerin mikrosizinti miktarlari farklilik
gostermemektedir. SBU igerisinde bulunan polialkenoik asit kopolimeri
hidroksiapatit igerisinde bulunan kalsiyuma baglanmak icin MDP monomeri ile
yarigir, ve yilksek molekiil agirligt nedeniyle, polimerizasyon esnasinda
monomerlerin yakinlagmasini 6nleyebilir (273). Siit dislerinde daha kalin hibrit
tabaka olugsmasia bagli olarak daha az rezinin dentine infiltre olmas1 durumuyla
birlikte bu iki neden SBU’nun siit dislerinde en fazla mikrosizinti gdstermesini

aciklayabilir (274).

Self etch metodunda 4 materyalin mikrosizinti degerleri farklilik
gostermektedir. ABU materyalindeki mikrosizintt miktar1 SBU ve CSE
materyallerindeki mikrosizinti miktarindan anlamli derecede fazlayken TSB
materyaliyle farklilik gostermemektedir. Ayrica TSB materyalindeki mikrosizinti
miktar1 SBU ve CSE materyallerindeki mikrosizinti miktarindan anlamli derecede
fazladir. Materyallerin gosterdigi bu degerler daimi dislerdeki performanslari ile
benzerlik gostermektedir. Bu durum materyallerin self etch metodunda daimi disler

ile benzer bir mekanizma olusturdugunu diistindiirmektedir.
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Etch and rinse metodunda 3 materyalin mikrosizinti miktarlar1 arasinda fark

bulunamamustir.

5.2.3. Adeziv Materyal ve uygulama metodu acgisindan daimi ve siit

dislerin karsilastirilmasi

Adezivlerin dentine baglanmas iizerine yapilan ¢aligsmalarda siit disleri daimi
disler ile karsilastirildiginda siit dislerinin daha diisiik baglanma kuvveti gosterdigi
bildirilmistir (275, 276). Bu durum siit dislerinde olusan hibrit tabakanin daha kalin
olmast ve bunun sonucunda adeziv rezinin dentine daha az penetre olmasina
baglanmistir (277). Siit disinin kompozisyonu ve mikromorfolojisi tam olarak
anlasilamamustir. Daimi dislerin dentini siit disi dentinine gore daha yogun ve daha
fazla mineralizedir, ayn1 zamanda siit disi dentini daha az sayida dentin tibiilii
icermektedir (274, 278).Gilinlimiizde kullanilan adeziv sistemler hidrofilik rezinin
kimyasal olarak hazirlanmis dentine gegisi ile olusur (hibridizasyon). Hibridizasyon;
dentin kalinlig1, demineralizasyon derecesi ve uygulama oncesi yapilan hazirliklara
bagli olarak degismektedir (277, 279). Siit disi ve daimi dis arasindaki bu farkliliklar
adezivin dise baglanma kuvvetini etkileyebilmektedir. Literatiirde siit ve daimi
dislerin adezyonu karsilastirildiginda daimi dislerin daha iyi bir seal edebilme
yetenegi ve daha iyi baglanma degerleri gosterdigini bildiren calismalar bulunmakla
birlikte (275, 279) her iki tip diste farklilik goriilmedigini bildiren ¢alismalar da
bulunmaktadir (280, 281). Bu ¢alismada elde edilen verilerde ise ABU ve SBU
materyallerinin selektif etch ve etch and rinse olarak uygulanmas: siit ve daimi disler
arasinda fark yaratmamustir. Self etch metodunda ise daimi dislerde daha fazla
mikrosizint1 goriilmiistiir. TSB materyalinde hem selektif etch hem de self etch
metodunda daimi dislerde daha fazla mikrosizint1 goriilmiistiir. Literatiire gére bu
sonucun nedeni dentin baglayicilarin baglanma etkinliklerinin disin yasma ve
yapisina gore degismesi olabilir (282-287). Dentin sklerozu; odontoblast
uzantilarinin uyaranlar karsisinda faaliyete ge¢mesi sonucu dentin kanalciklarinin
minerallerle kismen veya tamamen tikanmasiyla karakterize dentin dokusunda
gbzlenen yapisal bir degisikliktir. Sklerotik dentinin asit ve adeziv rezin
uygulamasina verdigi yanit normal dentinden farkliliklar gosterebilmektedir. Bu

durum klinik olarak sklerotik lezyonlara uygulanan restorasyonlarda basarisizliklara
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yol agabilmektedir (288). CSE de self etch metodu sonrasinda daimi disler ve siit
disleri arasinda bir fark goriilmezken selektif etch metodunda daimi dislerde daha az
mikrosizint1 gériilmesi literatiir ile benzerlik gdstermektedir (22, 130, 230, 232). Ote
yandan bu durum daimi dislerde minenin asitle piiriizlendirme isleminden aprizmatik
tabaka ile ortiilii siit dislerine kiyasla daha fazla etkilenmesi ile agiklanamamaktadir.
Zira hem ABU hem SBU hem de TSB materyali ile elde edilen sonuglar bu olasi
aciklamay1 imkansiz kilmaktadir. Siit ve daimi dislerde elde edilen bu farkh
sonuglarin materyallerin tam ac¢iklanmayan formulasyonlarinin farkli dentin kalinligi

ve farkli mine yapist ile etkilesiminden kaynaklandigi diisiintilmektedir.

5.24. ABU, SBU, CSE VE TSB materyallerinin selektif etch

uygulamasinin, SB2 materyali ile(etch and rinse) karsilastirilmasi

Daimi dislerde iki asamali etch and rinse olan SB2’nin, diger materyallerin
selektif etch metotlartyla karsilastirilmas1 sonucunda CSE, SB2’den daha az
mikrosizint1 degerine sahipken diger materyaller SB2 ile benzer mikrosizinti
degerleri gostermistir. Literatiirde selektif etch uygulamasmin etch and rinse
sitemlerle mikrosizint1 agisindan karsilastirildigi bir ¢alisma bulunmazken baglanma
dayanimlarinin incelendigi li¢ calisma bulunmaktadir ve bu ¢aligsmalar selektif etch
uygulamasi ile etch and rinse metotlar1 arasinda benzer iliskiler gorildigi
bildirmiglerdir (234, 247, 289). CSE’nin, SB2’den daha az mikrosizinti gostermesi
CSE’yi iki agamali self etch sistemlerde altin standart olarak tanimlayan c¢aligmalar

ile paralellik gostermektedir ( 15, 17, .230, 231, 242, 244-246) .

Siit dislerinde ABU, SBU , CSE, TSB materyellerinin selektif etch metodu
ile uygulanmas1 sonucunda oOrneklerde goriilen mikrosizintt miktarlar1 ile SB2
materyalinin etch and rinse metoduyla uygulanmasini takiben Slgiilen mikrosizinti
miktarlar1 arasinda anlamli fark bulunamamistir. Bu sonuglar 1s1g1inda siit dislerinde
dentine asit uygulanmamasi sonucu daha az olasilikla post operatif hassasiyet
gelismesi ve teknik kolayliklar nedeniyle siit dislerinde test edilen adeziv

materyallerin selektif etch metodu ile uygulanmalari tercih edilebilir bir yontemdir.
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6. SONUCLAR ve ONERILER

6.1. Sonuclar

1. Bu caligmada test edilen adezivlerin self etch metoduyla uygulanmasi
sonrasinda hem siit hem daimi dislerde SBU ve CSE ile restore edilen smif |
kavitelerde TSB ve ABU kullanilarak restore edilenlere kiyasla anlamli diizeyde

daha diisiik mikrosizint1 degerleri goriilmiistir.

2. Bu calismada test edilen adeziv materyallerin selektif etch metoduyla
uygulanmasi sonrasinda daimi dislerde ABU ve CSE ile restore edilen 6rnekler, TSB
ve SBU ile restore edilenlerle karsilastirildiginda daha diisiik mikrosizint1 degerleri
gostermistir. Siit dislerinde ise SBU ile restore edilen 6rnekler en yiliksek mikrosizinti
degerlerine sahip iken, diger adezivlerle restore edilen ornekler arasinda anlamli bir

fark bulunamamustir.

3. Kullanilan multimod adezivler ve SB2 materyali etch and rinse metoduyla
uygulandiginda elde edilen mikrosizintt degerleri arasinda hem siit hem de daimi

disler ile hazirlanan 6rneklerde anlamli bir fark bulunmamustir.

4. Kullanilan adezivlerin selektif etch olarak uygulanmasi, bir etch and rinse
adeziv sistem olan SB2 materyali ile karsilastirildiginda, daimi dislerde CSE en az
mikrosizinti degerine sahipken diger materyaller arasinda anlamli bir fark
goriilmemistir. Siit diglerinde ise ABU, SBU, CSE, TSB materyallerinin selektif etch
olarak uygulanmasi ile SB2 materyali arasinda mikrosizint1 agisindan anlamli bir

fark goriilmemektedir.

Bu veriler 15181nda siit ve daimi dislerin smif I restorasyonlarda kullanilan
adeziv tlirli ve uygulama metodunun dis-restorasyon arayiiziinde meydana gelen

mikrosizint1 miktarini etkilemedigini 6ngoren birinci hipotez reddedilmistir.
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5. Siit ve daimi dislerde goriilen mikrosizinti miktarlar1 karsilagtirildiginda
ABU, SBU ve TSB materyalleri self etch metoduyla uygulandiginda daimi dislerde
hazirlanan 6rneklerde siit disleri ile hazirlanan 6rneklere gore daha fazla mikrosizinti
goriilmiistiir. Selektif etch ve etch and rinse metotlarinda ve SB2 materyalinde ise siit
ve daimi dislerle hazirlanan 6rnekler arasinda anlamli bir fark bulunamamistir. CSE
materyalinin self etch metoduyla uygulanmasinda siit ve daimi dislerdeki o6rnekler
arasinda bir fark goriilmezken, selektif etch metodunda siit disleri ile hazirlanan
ornekler daimi disler ile hazirlananlara gére anlamli diizeyde daha fazla mikrosizinti
gostermistir. Bu veriye gore siit ve daimi dislerin yapisal ve kimyasal farkliliklarina
bagli olarak restorasyon sonrasi goriillen mikrosizintt miktarlariin  degisiklik

gosterecegini Ongdren baslangi¢ hipotezi kabul edilmistir.

6.2. Oneriler

1. Sonug olarak yapilan bu in vitro ¢calismanin verileri incelendiginde, gerek
stit gerekse daimi dislerde en diisiik mikrosizinti degerleri test edilen adezivlerin
selektif etch olarak uygulanmasi ya da bir etch and rinse adeziv sistem kullanilmas1

ile elde edilmistir.

2. Selektif etch uygulamasinin miimkiin olmadig1 durumlarda giintimiizde self
etch sistemlerde altin standart olarak Onerilen iki asamali etch and rinse adeziv
sistem ve buna en yakin sonuglar1 veren multimod adeziv sistem olan Scoth Bond
Universal diisiik mikrosizinti degerleri elde edilmesini saglamistir. CSE ve bu

calismada bu adezive yakin sonuglar veren SBU’nun tercih edilmesi 6nerilmektedir.
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